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Como trabalhar no computador

Toépicos:

* Instrugdes de seguranga

¢ Antes de trabalhar na parte interna do computador

*  Precaugdes de seguranca

¢ Protecéo contra ESD (ElectroStatic Discharge [descarga eletrostatical)
*  Kit de manutengdo em campo contra descarga eletrostatica

¢ Transporte de componentes sensiveis

*  ApOs trabalhar na parte interna do computador

Instrucées de seguranca

Use as diretrizes de seguranca a seguir para proteger o computador contra possiveis danos e garantir sua seguranca pessoal. A menos que
indicado de outra forma, cada procedimento incluido neste documento pressupde que vocé leu as informagdes de seguranga fornecidas
com o computador.

A ATENCAO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informacées de seguranca fornecidas com o
computador. Para obter informacdes adicionais sobre as melhores praticas de seguranca, consulte a pagina inicial de
Conformidade de normalizacdo em www.dell.com/regulatory_compliance.

A ATENCAO: Desconecte o computador de todas as fontes de energia antes de abrir a tampa ou os painéis do computador.
Depois que terminar de trabalhar na parte interna do computador, recoloque todas as tampas, painéis, e parafusos antes
de conectar o computador a uma fonte de alimentacéo.

Para evitar danos ao computador, certifique-se de que a superficie de trabalho seja plana e esteja seca e
limpa.

Para evitar danos aos componentes e placas, segure-os pelas bordas e evite tocar nos pinos e contatos.

Vocé deve somente resolver problemas ou efetuar consertos simples conforme autorizado ou direcionado
pela equipe de assisténcia técnica da Dell. Danos decorrentes de mao-de-obra nao autorizada pela Dell ndo serao
cobertos pela garantia. Consulte as instrucdes de seguranca fornecidas com o produto ou em www.dell.com/
regulatory_compliance.

Antes de tocar em qualquer componente na parte interna do computador, elimine a eletricidade estatica de
seu corpo tocando em uma superficie metalica sem pintura, como o metal da parte posterior do computador. Enquanto
trabalha, toque periodicamente em uma superficie metalica sem pintura para dissipar a eletricidade estatica, que poderia
danificar componentes internos.

Ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pela aba de puxar, e ndo pelo préprio cabo. Alguns
cabos possuem conectores com presilhas ou parafusos borboleta que vocé precisara soltar antes de desconectar o
cabo. Ao desconectar os cabos, mantenha-os alinhados para evitar entortar os pinos do conector. Ao conectar cabos,
certifique-se de que as portas e conectores estdo corretamente orientados e alinhados.

Pressione e ejete os cartdes instalados no leitor de cartdo de midia.

Tenha cuidado ao manusear baterias de ions de litio em notebooks. Baterias inchadas ndo devem ser usadas e
devem ser substituidas e descartadas adequadamente.

®| NOTA: A cor do computador e de determinados componentes pode ser diferente daquela mostrada neste documento.

Como trabalhar no computador 7


https://www.dell.com/regulatory_compliance
https://www.dell.com/regulatory_compliance
https://www.dell.com/regulatory_compliance

Antes de trabalhar na parte interna do computador

Certifigue-se de que a superficie de trabalho estéa nivelada e limpa para evitar que a tampa do computador sofra arranhdes.
Desligue o computador.
Se o computador estiver conectado a um dispositivo de acoplamento (acoplado), desacople-o.

N N

Desconecte todos os cabos de rede do computador (se disponivel).

Se o computador tiver uma porta RJ45, primeiro desconecte o cabo de rede pelo cabo do computador.

5. Desconecte o computador e todos os dispositivos conectados de suas tomadas elétricas.
Abra a tela.
7. Pressione e mantenha pressionado o bot&o liga/desliga por alguns segundos para aterrar a placa de sistema.

Para evitar choques elétricos, desconecte o computador da tomada antes de realizar a Etapa 8.

Para evitar descarga eletrostatica, elimine a eletricidade estatica do seu corpo usando uma pulseira
antiestatica ou tocando periodicamente em uma superficie metalica sem pintura enquanto estiver tocando em um
conector na parte de tras do computador.

8. Remova quaisquer ExpressCard ou cartdo inteligente instalados dos respectivos slots.

Precaucodes de seguranca

O capitulo sobre precaucgdes de segurancga apresenta em detalhes as principais etapas que devem ser adotadas antes de executar
qualquer instrucédo de desmontagem.

Veja as precaucdes de seguranga a seguir antes de executar qualquer procedimento de reparo ou instalagdo que envolvam desmontagem
ou remontagem:

e Desligue o sistema e todos os periféricos a ele conectado.

e Desconecte o sistema e todos os periféricos conectados da energia CA.

e Desconecte todos os cabos de rede, o telefone ou as linhas de telecomunicagdes do sistema.
[ ]

Use um kit de servigo em campo contra descargas eletrostéaticas quando for trabalhar na parte interna de um notebook para evitar
danos causados por descargas eletrostaticas.

Apbs remover um componente do sistema, cologue-o com cuidado em um tapete antiestatico.
Use calgados com sola de borracha que néo seja condutiva para reduzir a chance de ser eletrocutado.

Alimentacdo do modo de espera

Os produtos Dell com alimentag&o em modo de espera devem ser totalmente desconectados antes da abertura do gabinete. Os sistemas
que incorporam alimentag&o em modo de espera s8o essencialmente alimentados enquanto estdo desligados. A energia interna permite
que o sistema seja ativado (Wake on LAN) e colocado em modo de suspenséo remotamente, além de contar com outros recursos para
gerenciamento de energia avangados.

Desconecte, pressionando e segurando o bot&o liga/desliga por 20 segundos, para descarregar a energia residual na placa do sistema.
Remova a bateria de notebooks.

Unido

A ligacdo € um método para conectar dois ou mais condutores de aterramento ao mesmo potencial elétrico. Isso é feito com um kit de
servico de ESD (ElectroStatic Discharge, Descarga eletrostatica) em campo. Ao conectar um fio de ligag8o, certifique-se de que esta
conectado a uma superficie bare-metal, € nunca a uma superficie pintada ou que ndo seja de metal. A pulseira antiestatica deve estar
presa e em total contato com sua pele. Além disso, n&o se esquega de remover qualquer tipo de joia, como relégios, braceletes ou anéis,
antes de se conectar ao aparelho.
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Protecao contra ESD (ElectroStatic Discharge
[descarga eletrostatica])

A descarga eletrostatica é uma das principais preocupagdes ao manusear componentes eletrdnicos, principalmente dispositivos sensiveis,
como placas de expansao, processadores, DIMMs de meméria e placas de sistema. Cargas muito leves podem danificar circuitos de
maneira N30 muito evidente, como problemas intermitentes ou redugéo da vida Util do produto. Como a indUstria incentiva o menor
consumo de energia e 0 aumento da densidade, a protegdo ESD é uma preocupagéo crescente.

Devido ao aumento da densidade dos semicondutores usados em produtos mais recentes da Dell, a sensibilidade a danos estaticos agora
€ maior que a de produtos anteriores da Dell. Por esse motivo, alguns métodos previamente aprovados quanto ao manuseio de pegas ndo
s&o mais aplicaveis.

Os dois tipos reconhecidos de danos de descarga eletrostéatica sdo falhas catastréficas e falhas intermitentes.

e Catastroéfica - as falhas catastroficas representam aproximadamente 20% das falhas relacionadas a descargas eletrostéaticas. O dano
causa uma perda imediata e completa da funcionalidade do dispositivo. Um exemplo de falha catastrofica € um DIMM de memoria que
recebeu um choque estatico e gera imediatamente um sintoma de "No POST/No Video" (Sem POST/Sem Video), com a emissdo de
um codigo de bipe para uma memoria com defeito ou ausente.

e Intermitente: falhas intermitentes representam quase 80% das falhas relacionadas a descargas eletrostéticas. A alta taxa de falhas
intermitentes indica que, na maior parte do tempo em que ocorrem os danos, eles ndo s&o imediatamente reconhecidos. O DIMM
recebe um choque estéatico, mas o funcionamento da linha de interconexdo é meramente enfraquecido e ndo produz imediatamente
sintomas externos relacionados ao dano. A linha de interconex&o enfraquecida pode demorar semanas ou meses para se decompor,
enquanto isso, pode causar degradagéo da integridade da memoria, erros de memodria intermitentes, etc.

O tipo de dano mais dificil de reconhecer e corrigir € a falha intermitente (também chamada de latente ou de "tipo paciente de baixa
prioridade").

Siga as etapas a seguir para evitar danos causados por descargas eletrostaticas:

e Utilize uma pulseira antiestatica contra ESD com fio adequadamente aterrada. O uso de pulseiras antiestaticas sem fio ndo é mais
permitido; elas ndo fornecem protec¢éo adequada. Tocar no chassi antes de manusear as pegas ndo garante a protegéo adequada
contra descarga eletrostatica em pecas com maior sensibilidade.

e Manuseie todos 0s componentes sensiveis a estatica em uma area sem estatica. Se possivel, use tapetes antiestaticos e painéis de
bancada.

e Ao remover da embalagem de papeldo um componente sensivel a estatica, ndo remova o componente da embalagem antiestatica até
que vocé esteja pronto para instalé-lo. Antes de retirar a embalagem antiestatica, descarregue a eletricidade estética do seu corpo.

e Antes de transportar um componente sensivel a estatica, coloque-o em uma embalagem antiestatica.

Kit de manutencdo em campo contra descarga
eletrostatica

O kit de servigco de campo ndo monitorado € o mais comumente usado. Cada kit de manuteng&o em campo inclui trés componentes
principais: tapete antiestatico, pulseira antiestética e fio de ligacao.

Componentes de um kit de manutencado em campo contra ESD

Os componentes de um kit de manutencdo em campo contra ESD s&o:

e Tapete antiestatica — o tapete antiestética é dissipativo e as pegas podem ser colocadas sobre ele durante os procedimentos de
servigo. Ao usar um tapete antiestatico, sua pulseira antiestéatica deve estar ajustada, e o fio de ligagdo deve estar conectado ao tapete
e diretamente ao sistema em que se esta trabalhando. Quando dispostas corretamente, as pegas de servico podem ser removidas da
bolsa antiestatica e colocadas diretamente no tapete. ltens sensiveis a descarga eletrostatica estdo seguros nas suas maos, no tapete
antiestatico, no sistema ou na dentro da bolsa.

e Pulseira e fio de ligacdo — A pulseira antiestatica € o fio de ligagdo podem ser conectados diretamente entre seu pulso € 0
hardware caso ndo seja necessario usar o tapete antiestatico ou conectados ao tapete antiestatico para proteger o hardware que esta
temporariamente colocado no tapete. A conex&o fisica da pulseira antiestéatica e do fio de ligacdo entre a pele, o tapete antiestatico
e o0 hardware é conhecida como ligacdo. Use apenas kits de manuteng&o em campo com uma pulseira antiestatica, um tapete e um
fio de ligacdo. Nunca use tiras pulseiras antiestaticas wireless. Lembre-se sempre de que os fios internos de uma pulseira antiestatica
s&o propensos a danos provocados pelo uso e desgaste normais e devem ser regularmente verificados com um testador de pulseira
antiestatica para evitar danos acidentais ao hardware contra descarga eletrostatica. Recomenda-se testar a pulseira antiestéatica e o fio
de ligacdo pelo menos uma vez por semana.
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e Testador de pulseira antiestatica — Os fios dentro de uma pulseira antiestatica s&o propensos a danos ao longo do tempo. Ao
usar um kit ndo monitorado, recomenda-se testar regularmente a pulseira antes de cada chamada de servico €, pelo menos, uma vez
por semana. O uso de um testador de pulseira antiestatica € o melhor método para fazer esse teste. Se vocé nao tiver seu proprio
testador, verifiqgue com o seu escritdrio regional para saber se eles tém um. Para executar o teste, conecte o fio de ligagdo da pulseira
antiestatica no testador enquanto ela estiver colocada em seu pulso e pressione o botdo para testar. Um LED na cor verde acendera
se o teste for bem-sucedido; um LED na cor vermelha acendera e um sinal sonoro sera emitido se o teste falhar.

e Elementos isolantes — E essencial manter os dispositivos sensiveis a descargas eletrostaticas, como invélucros plasticos de
dissipador de calor, afastados de pecas internas isolantes e que muitas vezes est&o altamente carregados.

e Ambiente de trabalho — Antes de utilizar o kit de manuteng&o em campo contra descarga eletrostética, avalie a situag&o no local
do cliente. Por exemplo, o uso do kit em um ambiente de servidor é diferente daquele empregado em um ambiente de desktops ou
computadores portateis. Normalmente, os servidores s&o instalados em um rack dentro de um data center; desktops ou computadores
portéateis geralmente sdo colocados em mesas de escritorio ou compartimentos. Procure sempre uma grande area de trabalho plana e
aberta que esteja organizada e seja grande o suficiente para utilizar o kit contra descarga eletrostéatica e tenha espaco adicional para
acomodar o tipo de sistema que esté sendo reparado. A area de trabalho também ndo deve conter isolantes que possam causar uma
descarga eletrostatica. Sobre a érea de trabalho, isolantes como isopor e outros plasticos devem ser sempre movidos a pelo menos 12
polegadas ou 30 centimetros de distancia de pegas sensiveis antes de fisicamente manusear componentes de hardware

e Embalagem antiestatica — Todos os dispositivos sensiveis a descargas eletrostaticas devem ser enviados e recebidos em uma
embalagem sem estatica. E preferivel usar embalagens de metal com protecao estatica. Porém, lembre-se de sempre devolver a peca
danificada no mesmo invélucro ou embalagem de ESD na qual a pega foi enviada. O invélucro de ESD deve ser dobrado e fechado
com fita adesiva e todo material de embalagem de poliestireno deve ser usado na caixa original na qual a nova pega foi enviada. Os
dispositivos sensiveis a descargas eletrostaticas devem ser removidos da embalagem apenas para serem colocados em uma superficie
de trabalho protegida contra descargas eletrostéaticas, e as pecas jamais devem ser colocadas em cima do invélucro contra descargas
eletrostaticas, pois apenas a parte interna do invélucro é blindada. Sempre mantenha as pegas em sua méo, no tapete antiestatico, no
sistema ou dentro da embalagem antiestética.

e Transporte de componentes sensiveis — Ao transportar componentes sensiveis a descarga eletrostética, tais como pecas de
substituicdo ou pegas a serem devolvidas a Dell, é essencial colocar essas pegas em bolsas antiestaticas para transporte seguro.

Resumo da protecdo contra descargas eletrostaticas

E recomendado que todos os técnicos de servico em campo usem a tradicional pulseira antiestatica com aterramento e com fio, além de
tapete antiestéatico protetor, todas as vezes que prestarem servico em produtos Dell. Além disso, € essencial que 0s técnicos mantenham
as pecas sensiveis separadas de todas as pegas isolantes ao executar servigos e utilizem bolsas antiestaticas para transportar pecas
sensiveis.

Transporte de componentes sensiveis

Quando for transportar componentes sensiveis a descargas eletrostaticas, como pecgas de reposicdo ou pecas a serem devolvidas a Dell, &
essencial colocar essas pegas nos involucros antiestaticos para assegurar um transporte seguro.

Apoés trabalhar na parte interna do computador

Apds concluir qualquer procedimento de substituicdo, certifiqgue-se de conectar os dispositivos, placas e cabos externos antes de ligar o
computador.

Para evitar danos ao computador, use apenas a bateria projetada para este computador Dell. Ndo use baterias
projetadas para outros computadores Dell.

1. Conecte os dispositivos externos, como replicador de portas ou bases de midia, e recologue quaisquer placas, como a ExpressCard.
2. Conecte os cabos de telefone ou de rede ao computador.

Para conectar um cabo de rede, conecte-o primeiro ao dispositivo de rede e s6 depois o conecte ao
computador.

3. Conecte o computador e todos os dispositivos conectados as suas tomadas elétricas.
4. Ligue o computador.
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Tecnologia e componentes

Este capitulo detalha a tecnologia e os componentes disponiveis no sistema.
Topicos:

. Usar o computador

¢ Adaptadores CA-CC

. Bateria

e  Processadores

. Recursos de memoria

e Opgoes graficas

e Corning Gorilla Glass

. Uso da caneta

*  Leitores de cartdo de midia

« UEFIBIOS

*  Gerenciamento de Sistemas - Desde no local para a nuvem
e TPM (Trusted Platform Module - Médulo de plataforma confiavel)
e Leitor de impressao digital

. Recursos de USB

e USB Powershare

« USBTipo C
. Ethernet
. HDMI 2.0

Usar o computador

Abra a tampa do LCD

1. Pressione a trava do LCD localizado no chassi inferior.
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2. Levante a tampa do LCD em um angulo de vis&o conveniente.
@ NOTA: Os laptops s&o projetados para permitir um movimento da tampa do LCD em um angulo méximo de 180°, no entanto a tampa
nao deve ser aberta em mais de 140°, caso as portas de E/S traseiras estdo em uso ou quando acoplado.

Modo furtivo

Os produtos Latitude Rugged vém equipados com um recurso de modo furtivo. O modo furtivo permite desligar a tela, todas as luzes de
LED, os alto-falantes internos, o ventilador e todos os radios de rede sem fio com uma Unica combinacéo de teclas.

®

NOTA: Esse modo ¢ destinado ao uso do computador em operagdes ocultas. Quando o modo furtivo est4 ativado, o computador
continua funcionando, mas ndo emite nenhuma luz ou som.

Como ligar/desligar o modo furtivo

1. Pressione a combinagao de teclas Fn+F7 (a tecla Fn n&o sera necessaria se o blogueio de Fn estiver ativado) para ligar o modo furtivo.

®

NOTA: O modo furtivo é uma fung&o secundaria da tecla F7. A tecla pode ser usada para executar outras fungdes no computador
guando nao for usada com a tecla Fn para ativar o modo furtivo.

2. Todas as luzes e sons estdo desligados.
3. Pressione a combinag&o de teclas Fn+F7 novamente para desligar o modo furtivo.
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Como desativar o modo furtivo na configuracao do sistema (BIOS)

1. Desligue o computador.

2. Ligue o computador e, quando for exibido o logotipo da Dell, toque na tecla F2 repetidamente para abrir o menu System Setup
(Configuracao do sistema).

3. Expanda e abra o menu Configuracédo do sistema.
4. Selecione Controle do modo de integridade.

®| NOTA: O modo de integridade esté ativado por padrao.

B. Para desativar o modo furtivo desmargue a opcéo Enable Stealth Mode (Ativar modo furtivo).
6. Clique em Apply changes (Aplicar alteracdes) e clique em Exit (Sair).

Como usar o teclado com luz de fundo

O Latitude Série Rugged vem equipado com um teclado com luz de fundo personalizavel. As seguintes cores estdo ativadas:
1. Branco

2. Vermelho

3. Verde

4. Azul

Como alternativa, o sistema pode ser configurado com duas cores personalizadas adicionais em System Setup (Configuragéo do sistema)
(BIOS)
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Como ligar/desligar a luz de fundo ou como ajustar o brilho do teclado

Para ligar/desligar a luz de fundo ou ajustar as configuragdes de brilho da luz de fundo:

1. Parainicializar o comutador da luz de fundo do teclado, pressione Fn+F10 (a tecla Fn ndo sera necesséria se a tecla de fungao Fn lock
estiver ativada).

2. O primeiro uso da combinagédo de teclas precedente liga a luz de fundo em sua definicdo de menor brilho.
. Arepetigdo no pressionamento da combinagao de teclas alterna as definicdes de brilho entre 25%, 50%, 75% e 100%.
4. Alterne por meio da combinagao de teclas para ajustar o brilho ou desligue a luz de fundo do teclado.
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Como alterar a cor da luz de fundo do teclado

Para alterar a cor de fundo do teclado:

1. Para percorrer as cores de luz de fundo disponiveis pressione as teclas Fn+C.

2. Branco, vermelho, verde e azul estéo ativas por padréo; até duas cores personalizadas podem ser adicionadas no ciclo na configuragéo
do sistema (BIOS).
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Como personalizar o teclado com luz de fundo na Configuracao do sistema
(BIOS)

1. Desligue o computador.

2. Ligue o computador e, quando for exibido o logotipo da Dell, pressione a tecla F2 repetidamente para abrir o menu System Setup
(Configuracao do sistema).

3. No menu System Setup (Configuracdo do sistema), selecione RGB Keyboard Backlight (Luz de fundo do teclado RGB).
Pode ativar/desativar as cores padrao (branco, vermelho, verde e azul).

4. Para definir um valor de RGB personalizado, use as caixas de entrada no lado direito da tela.

5. Cliqgue em Apply changes (Aplicar alteracdes) ¢ clique em Exit (Sair) para fechar a Configuragéo do sistema.

Recursos de bloqueio da tecla de funcao Fn

@ NOTA: O teclado conta com recursos de bloqueio da tecla de funcdo Fn. Quando ativadas, as fungdes secundarias na fileira superior
de teclas tornam-se padr&o e ndo sera preciso usar a tecla Fn.
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Figura 1. Legendas da tecla Fn

1. Tecla de blogueio Fn

2. Teclas Fn afetadas

3. TeclaFn

@ NOTA: A tecla Fn s6 tem efeito nas teclas acima (F1a F12). As fungdes secundérias n&o exigem que a tecla Fn seja pressionada
quando estiverem ativadas.

Como ativar o bloqueio da funcédo (Fn)

1. Pressione as teclas Fn+Esc.

@l NOTA: Outras teclas de fungdes secundarias na fila superior néo séo afetadas e requerem o uso da tecla Fn.

2. Pressione novamente as teclas Fn+Esc para desativar o recurso de blogueio da fungéo.
As teclas de fung&o retornam as suas acdes padréo.

Como ativar e desativar o recurso da rede sem fio (WiFi)

1. Para ativar a rede sem fio, pressione Fn + PrtScr.
2. Pressione novamente as teclas Fn + PrtScr para desativar o funcionamento da rede sem fio.
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Definicdo de teclas de atalho

Comportamento Fn: o comportamento principal é de tecla de midia; 0 comportamento secundério é de tecla F1-F12.

e O Fn Lock (Blogueio de Fn) alterna entre o comportamento primario e secundario em F1-F12.

e 7/ esta oculto - exclusivo para plataformas robustas e semirrobustas. Ele desliga o LCD, todos os dispositivos sem fio, todos os alertas,
luzes indicadoras, som, ventilador etc.
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Tabela 1. Atalhos de teclado

Teclas de atalho

Funcdo

Descricdo

Fn+ESC

Fn Lock (Bloqueio de Fn)

Permite que o usuario alterne entre
teclas Fn locked (bloqueadas) e
unlocked (desbloqueadas).

Fn+ F1

Silencia o audio

Desativa/sativa temporariamente o
audio. O nivel de dudio antes da
desativacéo é restabelecido apds a
ativagao.

Fn+F2

Diminui volume de audio

Diminui o volume do audio até a
posi¢cdo minimo/desligado.

Fn+F3

Aumenta volume de audio

Aumenta o volume do audio até a
posicdo maxima.

Fn + F4

Microfone sem audio

Silencia o microfone integrado para

que ele ndo possa gravar audio. Ha

um LED na tecla de funcdo F4 que

notifica o usuario sobre o estado

desse recurso:

e |ED apagado = microfone com
capacidade de gravar audio

e |ED aceso = microfone mudo
sem capacidade de gravar dudio

Fn+F5

Num lock

Permite que o usuario alterne entre
NumLock locked (bloqueado) e
unlocked (desbloqueado).

Fn+ F6

Scroll lock

Usada como tecla Scroll Lock.

Fn+F7

Modo oculto

Permite que o usuario alterne para
dentro e fora do Modo Oculto

Fn+F8

LCD e tela do projetor

Determina a saida de video para
dispositivos de video LCD e externos
quando conectado e com tela.

Fn +F9

Pesquisar

Imita a combinacgao de teclas
Windows + F para abrir a caixa de
didlogo Pesquisa do Windows.

Fn+ F10

lluminacdo/Luz de fundo do teclado

Determina o nivel de brilho da
iluminag&o/Iluz de fundo do teclado.
A tecla de atalho passa por

estes ciclos de nivel de brilho
quando pressionada: desativado,
esmaecido, brilhoso. Para obter
mais detalhes, consulte a se¢do
lluminacgdo/iluminag&o traseira do
teclado.

Fn+ F1

Diminui o brilho

Diminui o nivel de brilho do LCD
cada vez que é pressionada até que
0 minimo seja atingido. Para obter
detalhes, consulte a secéo Nivel de
brilho do LCD.

Fn + F12

Aumenta o brilho

Aumenta o nivel de brilho do LCD
cada vez que é pressionada até que
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Tabela 1. Atalhos de teclado (continuacao)

Teclas de atalho Funcéo Descricdo

0 méaximo seja atingido. Para obter
detalhes, consulte a secéo Nivel de
brilho do LCD.

Fn+PrintScreen Liga/desliga o radio Alterna entre ativar e desativar todos

os radios sem fio. Por exemplo,
WLAN, WWAN e Bluetooth.

Fn + Insert Suspenséo Coloca o sistema no modo ACPI S3 e

ndo o aciona.

A programagéo de fungdes tradicionais como Scroll Lock s&o atribuidas a teclas alfanuméricas com legendas ndo impressas.

Fn+S = Scroll Lock
Fn+B = Pausa
Fn+Ctrl+B = Interrupgédo
Fn+R = Sys-Req

®| NOTA: Para teclados sem iluminag&o de fundo, o F10 n&o possui uma funcdo e o icone na tecla de fungdo foi limpo.

Adaptadores CA-CC

&

Ha dois tipos de adaptadores CA oferecidos para esta plataforma:

90 W de 3 pinos

130 W de 3 pinos

Ao desconectar o cabo do adaptador CA do computador, segure-o pelo conector, e ndo pelo fio, e entdo puxe-o com firmeza, mas
com cuidado para ndo danifica-lo.

O adaptador CA funciona com tomadas elétricas do mundo todo. No entanto, os conectores de energia € as réguas de energia variam
de pais para pais. O uso de um cabo incompativel ou a conexdo incorreta a régua de energia ou a tomada elétrica podera causar
incéndio ou danos ao equipamento.

Como verificar o status do adaptador CA no BIOS?

16

Reinicie / Ligue o computador.

Quando aparecer o primeiro texto na tela ou quando o logotipo da Dell for exibido, toque em <F2> até que a mensagem Entering
Setup (Entrando na configuracdo do sistema) seja exibida.

Em General (Gerais) > Battery Information (Informacdes da bateria), vocé vera o AC Adapter (Adaptador CA) na lista.

O status mostra a poténcia do adaptador CA conectado. Quaisquer erros detectados com o adaptador AC ou o conector de entrada
CC serdo exibidos aqui.

Tecnologia e componentes




90 W
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130W

| adapter w/
7.4mm barrel
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LED e cabo
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Tabela 2. Recursos do adaptador

Recursos

1 A forma do corpo cria uma base suave para 0 envolvimento do cabo.

2 Trava para cabos no cabo para prender o envoltério do cabo.

3 O alivio de tens&o de 90° direciona o cabo para fora do lado do adaptador.

4 O LED do adaptador é implementado em dois pontos em lados opostos da cabega do plugue. A iluminagdo do LED
ser4 branca.

Bateria

O Dell Latitude Rugged usa as seguintes opg¢des de bateria de 3 células:

e 3 células e 51 Whr (ExpressCharge)

e 3 células e 51 Whr (Long-Life Cycle, inclui garantia limitada de 3 anos)

A bateria esté localizada na parte inferior do sistema e tem capacidade para fazer troca a quente. Esse design é diferente de todos os
outros laptops Dell anteriores, onde o sistema precisa estar desligado quando a bateria € removida, sem a necessidade de remover a tampa
inferior.

®| NOTA: A bateria ¢ classificada como uma CRU (unidade que pode ser substituida pelo cliente) nesta plataforma.

®| NOTA: A bateria do tablet normalmente requer cerca de 2 horas para ficar totalmente carregada.

Especificacdes da bateria

O que é ExpressCharge?

Para um sistema anunciado como possuindo o recurso ExpressCharge, a bateria normalmente terd uma carga maior que 80% depois de
uma hora de carregamento com o sistema desligado e completamente carregado em 2 horas com o sistema desligado.

Ativar o recurso ExpressCharge requer que tanto o sistema como a bateria usados no sistema tenham capacidade para ExpressCharge. Se
algum dos requisitos acima estiver faltando, o ExpressCharge néo sera ativado.

O que € BATTMAN?

O BATTMAN é um gerenciador de bateria controlado por computador para baterias recarregaveis comuns. Ele tem as seguintes
capacidades:

Monitora a descarga automatica

Mede a resisténcia interna

Executa automaticamente os ciclos repetidos de descarga/carga para iniciar baterias novas
Mantém um registro de todas as operacdes realizadas, o qual pode ser importado
Conecta-se através da porta paralela a qualquer PC executando o Microsoft Windows

O software operacional, completo com cédigo-fonte, esté disponivel para download
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Processadores

Este laptop é fornecido com os seguintes processadores Intel i5 SkylLake de 62 gerag&o ou KabylLake de 72 ou 82 geragéo:
e Processador Intel Core i3, 7130U KabylLake

e Processadores Intel Core i5, 8350U KabylLake ou 6300U SkylLake

e Série de processadores Intel Core i7, 8650U KabylLake

@l NOTA: A velocidade de clock e o desempenho variam, dependendo da carga de trabalho e de outras variaveis.

Processador Skylake

O Intel Skylake é o sucessor do processador Intel Broadwell. E uma reformulacio da microarquitetura que usa uma tecnologia de

processamento existente e recebera a marca Intel Core de 62 geragdo. A semelhanca do Broadwell, o Skylake esta disponivel em quatro

versdes com sufixos SKL-Y, SKL-H e SKL-U.

O Skylake inclui também os processadores Core i/, i9, i3 Pentium e Celeron.

Roteiro do Broadwell vs Skylake

A ilustrag&o a seguir € um roteiro comparativo entre os processadores Skylake e Broadwell:

Skylake

.-ﬂ_-

Skylake-Y Skylake-U Skylake-H
+ +
PCH-LP PCH-LP

(1-chip) | (1-Chip)

100 Series PCH

Snowfield Peak [.11ac 2x2+BT 4.1) WiFi
Douglas Peak WiGig

XMMT7262 LTE
CG 1960 GNSS

- ‘) Alpine Ridge DP and SP

Jacksonville GbE LAN

[ PCle Business & Consumer. Wolf Star
SATA Business & Consumer: Temple Star Refresh

Figura 2. Roteiro do Broadwell vs Skylake

Recursos de desempenho dos processadores

A tabela a seguir ilustra o desempenho disponivel em cada sufixo do Skylake.

Tabela 3. Recursos de desempenho

Recurso Descricédo do recurso | SKL-Y SKL-U SKL-H
Recursos gerais | NUcleos Dual Core (2 nucleos) Dual Core (2 nucleos) Dual Core (2 nucleos)
Overlocking da placa Nao N&o Sim
grafica/memoria/CPU
Utilitario de ajuste Intel Nao Nao Sim
Extreme
Tecnologia Intel Hyper- | Sim Sim Sim
Threading
Intel Smart Cache Sim Sim Sim
Technology com cache
de Ultimo nivel (LLC)
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Tabela 3. Recursos de desempenho (continuacédo)

Recurso Descricédo do recurso | SKL-Y SKL-U SKL-H
compartilhado pelos
nucleos do processador e
do GFx
Intel Smart Sound Sim Sim Sim
Technology
Intel Turbo Boost Sim Sim Sim
Technology 2.0
Cache de Ultimo nivel Até 4 M Até 4 M Até 4 M
(LLC)

Otimizador de tenséo Sim nao definido nao definido

Tela Suporte para trés Sim Sim Sim
monitores independentes
Monitor HDMI 2.0 em 60 | 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160
Hz
Monitor DP/eDP em 60 | 3840 x 2160 4096 x 2304 4096 x 2304
Hz
eDP 1.3, suporte para Sim Sim Sim
MPO, NV12

Midia Intel Built-In Visuals Sim Sim Sim

Computacido OpenCL 2.0 Sim N&o sim

Plataforma de Processo de 14 nm Sim Sim Sim

hardware
16 faixas graficas PCle Nao N&o Sim
(configuravel como 1 x 16
ou2x8o0ulx8+2x4)

Suporte para PCle Nao Nao Sim
Gen3.0

Placa gréfica alternavel Nao Sim Sim
(solugédo muxless)

Memoéria Tipo de memdria DDR4 DDR4 DDRA4
Conector/memodria Memoria desativada SODIMM SODIMM
desativados
Velocidade 2133MT/s para DDR4 2133MT/s para DDR4 2133MT/s para DDR4
Capacidade méaxima 32 GB 32 GB 32 GB

Suporte ao Windows 11 (64 bits) Sim Sim Sim

sistema - - - - -

operacional Windows 10 (64 bits) Sim Sim Sim
Windows 7 (64 bits/32 | Sim Sim Sim
bits)
Windows 8.1 (64 bits) Sim Sim Sim
Linux (kernel e médulos | Sim Sim Sim
associados)
Chrome Sim Sim Nao
Android Nao N&o Nao
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Comparacao geral com o processador Broadwell

§I

Improved CPU & Graphics p fup ) -4
reduction (upto 0% lower SOC power) and longer battery life’

H:47W2, U 28W2, U2 15W2 Y 4.5W2 TOP
Configurable TDF®, Low Power Mode®

Gens, DX11.1, Open CL 1.2/2.0%, Open GL 4., PCle3.0

Faster AVC and MPEG-2 with full HW encode; VPB Encode (GPU), VP8 Decods,
VP9 Decode [GPU). HEVC Decode;
Intel® Quick Sync Video; 3 simultanecus Displays,

Intel® Smart Sound Technology®

2D Camera Imaging Discrete ISP in camera module

RealSense 3D Cameras Intel® RealSense F200 (UF Camera)

U= USB 3,07, Thunderbolt™ Technalogy®

Touch and Sensing Discrete Touch, Diserete Sensor Hub controllers on platform
High Bandwidth B02.11 ac, WiGig®
Catd LTE, Intel® Wireless Display 5.0°, GNSS, NFC
McAfee YAP, Boot Guard, intel® PTT 2.0%, intel® IPT?, intel® BIOS Guard v2.0%,
Anti-malware Boost [Beacon Pass 2.0
Intel® vPro= Technology wj AMT 10.0, Intel® Small Business Advantage 3.0,
Intel * wPro™ w/ Windows* 8.1 InstantGo* , Intel® Pro WiDi 5.1

Figura 3. Comparacao com processador Broadwell

Broadwell Platform Features Skylake Platform Features
power P PU & Graphics p {upto 50%) w

) with sig
reduction [upto 60% lower SOC power) and longer battery life?

H:45W2 and 35W, U: 28W2, U 15W2, Y- 4.5WE TOP
Configurable TDP?, Low Power Made®

Gend LP, DX11.3, DX12, Open CL 1.2/2.0"% Open GL 4.3/4.4, PCle3.0

VP8 Encode, VPB Decode, VPO Decode (GPU), VP9 Encode (GPU), HEVE Bb
Decede; HEVC Bb Encode, VDENC, SFC
Intel® Quick Sync Video; 3 simultaneous Displays

Enhanced Intel® Semart Sound Technology: GMM HW aceelerated Spesch,
Enhanced Audic Pre and Post Processing. Enhanced intel® Wake on Vioice

Integrated ISPAY, suppoarting upto 16MP, 4K@30fps, 1080p@60fps
Intel® RealSense R200 (WF camera)®, Intel® RealSense F200 [UF Camera)

PCle Gen3.0 [U and Y), eMMC5.0 %, SDXC3.0, USB OTG'?, C512 MIP1, USE 3.00
, Thunderbelt™ Technology®

Touch® Intel* Solution

High Bandwidth 802.11 ac, WiGig¥, Cath LTE, intel* Wireless Display 6.0°
Wireless Charging, GNSS, NFC

McAfee YAP w/ Intel® SGX, IPT with MFA
Boot Guard, Intel® PTT 3.0% intel® IPT?, Intel® BIOS Guard v2.01

Intel® vPro™ Technology wf AMT 11.0, Small Business Advantage SBA Next
Intel® Pro WIDi 6.0, Secure LBS

Kaby Lake- processadores Intel Core de 7¢ e 82 geracao

A familia de processadores Intel Core de 72 e 82 geragéo (Kaby Lake) é sucessora da Sky Lake R. Seus principais recursos s&o:

e Tecnologia de processo de fabricagéo Intel de 14 nm
e Intel Turbo Boost Technology

e Tecnologia Intel Hyper-Threading

e Recursos visuais integrados da Intel

o Intel HD Graphics: videos excepcionais, edicdo dos menores detalhes em videos
o Intel Quick Sync Video: excelente recurso de conferéncia de video, edigéo e criagéo rapidas de video
o Intel Clear Video HD: aprimoramentos da fidelidade de cores e qualidade visual para reproducédo em alta definicdo e imersao na

navegacéo da Web
Controlador de meméria integrado
Intel Smart Cache

Tecnologia de armazenamento Intel Rapid

Tabela 4. Especificacdes do Kaby Lake

Tecnologia Intel vPro opcional (no i5/i7) com tecnologia Active Management 11.6

Namero do Base Clock Cache Nao. de Alimentacédo Tipo de Placa grafica
processador Speed nicleos/n® de memoéria

(Velocidade de segmentos

clock basica)
Intel Dual Core 2,7 GHz 3 MB 2/4 1BW DDRA4-2400 Intel HD Graphics
i3-7130U 620
Intel Quad Core | 1,7 GHz 6 MB 4/8 1BW DDRA4-2400 Placa gréfica Intel
i5-8350U UHD 620
Intel Quad-Core | 1,9 GHz 8 MB 4/8 1BW DDR4-2400 Placa gréfica Intel
i7-8650U UHD 620

Recursos de memoria

Este laptop suporta 4-32 GB de memoéria DDR4 SDRAM, até 2400 MHz em processadores Kabylake processadores e 2133 MHz em

processadores Skyl ake.

Tecnologia e componentes
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DDR4

A memoria DDR4 (Double Data Rate de quarta geragdo) é uma sucessora de alta velocidade para as tecnologias DDR2 e DDR3 e permite
até 512 GB de capacidade, comparado ao maximo de 128 GB por DIMM do DDR3. A memoria de acesso aleatério dindmica sincrona DDR4
é codificada diferentemente de SDRAM e DDR para impedir que o usuario instale o tipo errado de meméria no sistema.

A DDRA precisa de 20% menos ou apenas 1,2 volts, em comparagédo com a DDR3, que requer 1,5 volts de energia elétrica para operar.
A DDR4 também suporta um novo modo de desligamento profundo que permite que o dispositivo host entre no modo de espera sem
precisar atualizar sua memoria. Espera-se que 0 modo de desligamento profundo reduza o consumo de energia em espera de 40 a 50%.

Detalhes da DDR4

Existem diferencas sutis entre os médulos de meméria DDR3 e DDR4, conforme listado abaixo:
Diferenca de entalhe chave

O entalhe chave em um modulo DDR4 esta em um local diferente do entalhe em um mddulo DDR3. Ambos os entalhes estédo na borda
de inser¢ao, mas o local do entalhe no DDR4 é um pouco diferente, para evitar que o médulo seja instalado em uma placa ou plataforma
incompativel.

Figura 4. Diferenca de entalhe

Espessura aumentada

Os moédulos DDR4 s&o ligeiramente mais espessos que o DDR3, para acomodar mais camadas de sinal.

DDR4

Figura 5. Diferenca de espessura

Extremidade curvada

Os modulos DDR4 apresentam uma borda curva para ajudar na insercéo e aliviar a tens&o na placa durante a instalacdo da memoria.

Figura 6. Extremidade curvada
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Erros de memoria

Erros de memoria no sistema exibem o novo cédigo de falha 2 - Ambar, 3 - Branco. Se toda a meméria falhar, o LCD nZo ligara. Solucione
problemas de possiveis falhas de memoria testando méddulos de memoria bons nos conectores de memaria na parte inferior do sistema ou
sob o teclado, como em alguns sistemas portateis.

Opcoes graficas

Especificacées graficas

Tabela 5. Especificacdes graficas

Controlador Tipo Dependéncia Tipo de Capacity Suporte a monitor | Resolucdo maxima
da CPU memoria (Capacidade) | externo
grafica
Placa gréafica UMA Intel Core i3 - Integrada Memoria de HDMI 2.0 4096x2304 @60 Hz
Intel HD 620 7130U sistema
compartilhada
Placa grafica UMA Intel Core i5 - Integrada Memoria de HDMI 2.0 4096x2304 @60 Hz
Intel UHD 620 8350U sistema
compartilhada
Placa gréfica UMA Intel Core Integrada Memobria de HDMI 2.0 4096x2304 @60 Hz
Intel HD 520 15-6300U sistema
compartilhada
AMD Radeon Separada Intel Core i5 - Separada Dedicada, 2 GB | HDMI 2.0 4096x2304 @60 Hz
540 8350U DDR5 .
Portas de video
Intel Core i7 - adicionais via
8650U espago E/S
configuravel traseiro
o VGA
e DisplayPort
AMD Radeon Separada Intel Core i5 - Separada Dedicada, 4 GB | HDMI 2.0 4096x2304 @60 Hz
RX540 8350U DDR5 .
Portas de video
Intel Core i7 - adicionais via
8650U espago E/S
configuravel traseiro
o VGA
e DisplayPort

®| NOTA: Portas de video adicionais via espago E/S configuravel traseiro estdo disponiveis com solucdo gréfica dedicada apenas.

Placa grafica integrada Intel HD

Intel HD Graphics 620

Este sistema pode ser configurado com uma das seguintes op¢des graficas UMA ou combinado com qualquer uma das opcgdes de placa de
video separada AMD.
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Tabela 6. Especificacdo da placa grafica Intel HD 620

Integrated Graphics Controller (controlador grafico
integrado)

Intel HD Graphics 620

Tipo de barramento

PCle interno

Interface de meméria

N/A (arquitetura de memoria unificada)

Nivel da placa gréfica

GT2

Consumo maximo de energia estimado (TDP)

15 W (incluidos na alimentagao da CPU)

Suporte a video

No sistema:
HDMI 2.0
USB Tipo C

Taxa de atualizag&o vertical maxima

Até 85 Hz, dependendo da resolugéo

Suporte para API de placa gréafica/video de sistemas operacionais

Suporte para DirectX 12, OpenCL 2.0, OpenGL 4.3/4.4, OpenGL
ES

analdgico e/ou digital)

Resolugdes suportadas e taxas méximas de atualizagdo (Hz) (Nota:

Portas do sistema: Max Digital: (HDMI) 2560x1600,
4096x2304@24 Hz

Acoplado:

e Max Digital: ( DisplayPort 1.2) 3840 x2160 @60 Hz
e Max Digital: (SL-DVI) 1920x1080 @60 Hz
e Analodgico: (VGA) sistema (14 pol./15 pol.) 2048x1152 @60 Hz

Para 3 monitores: até a maxima resolugéo exibida acima para cada
um

NUmeros dos monitores suportados

e Portas do sistema: 3 monitores no méaximo com LCD mais 2
monitores no méaximo em cada saida (HDMI, USB Tipo C)

e Acoplado: 3 monitores no méaximo (combo de LCD, VGA, DP,
HDMI)

Intel UHD Graphics 620

Tabela 7. Especificacdo da placa grafica Intel UHD 620 (8¢ geracéo Intel Core)

Integrated Graphics Controller (controlador grafico
integrado)

Placa grafica Intel UHD 620 (82 geracao Intel Core)

Tipo de barramento

PCle interno

Interface de memoria

N/A (arquitetura de memodria unificada)

Nivel da placa gréfica

GT2

Consumo maximo de energia estimado (TDP)

15 W (incluidos na alimentagéo da CPU)

Suporte a video

No sistema:
HDMI 2.0
USB Tipo C

Taxa de atualizag&o vertical maxima

Até 85 Hz, dependendo da resolugéo

Suporte para API de placa gréafica/video de sistemas operacionais

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10, Windows 11),
OpenGL 4.3

analdgico e/ou digital)

Resolugdes suportadas e taxas méaximas de atualizacdo (Hz) (Nota:

Portas do sistema:

e Max Digital: (HDMI) 4096x2304@24 Hz
e Analdgico: (VGA) sistema (14 pol./15 pol.) ou acoplado
2048x1152 @60 Hz
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Tabela 7. Especificacdo da placa grafica Intel UHD 620 (8¢ geracéo Intel Core) (continuacéo)

Integrated Graphics Controller (controlador grafico
integrado)

Placa grafica Intel UHD 620 (8¢ geracéo Intel Core)

Acoplado:

e Max Digital: (DisplayPort 1.2) 3860x2160 @60 Hz
e Max Digital: (SL-DVI) 1920x1080 @60 Hz
e Analodgico: (VGA) sistema (14 pol./15 pol.) 2048x1152 @60 Hz

Para 3 monitores:

e (nativo ou acoplado) até 1920x1200 de resolugdo méxima cada
um

NUmeros dos monitores suportados

e Portas do sistema - 3 monitores no maximo com LCD mais 1
monitor no méaximo em cada saida (HDMI, VGA (14 pol./15 pol.)

e Acoplado - 3 monitores no méaximo (combo de LCD, VGA, DP,
HDMI)

Intel HD Graphics 520

Tabela 8. Especificacdo da placa grafica Intel HD 520

Integrated Graphics Controller (controlador grafico
integrado)

Placa grafica Intel UHD 620 (82 geracao Intel Core)

Tipo de barramento

PCle interno

Interface de meméria

N/A (arquitetura de memoria unificada)

Nivel da placa gréfica

GT2

Consumo maximo de energia estimado (TDP)

15 W (incluidos na alimentagéo da CPU)

Suporte a video

No sistema:
HDMI 2.0
USB Tipo C

Taxa de atualizag&o vertical maxima

Até 85 Hz, dependendo da resolugéo

Suporte para API de placa gréafica/video de sistemas operacionais

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10, Windows 11),
OpenGL 4.3

Resolugdes suportadas e taxas maximas de atualizacdo (Hz) (Nota:
analégico e/ou digital)

Portas do sistema:

e Max Digital: (HDMI) 4096x2304@24 Hz

e Analdgico: (VGA) sistema (14 pol./15 pol.) ou acoplado
2048x1152 @60 Hz

Acoplado:

e Max Digital: (DisplayPort 1.2) 3860x2160 @60 Hz
e Max Digital: (SL-DVI) 1920x1080 @60 Hz
e Analodgico: (VGA) sistema (14 pol./15 pol.) 2048x1152 @60 Hz

Para 3 monitores:

e (nativo ou acoplado) até 1920x1200 de resolugdo maxima cada
um

Numeros dos monitores suportados

e Portas do sistema - 3 monitores no méximo com LCD mais 1
monitor no maximo em cada saida (HDMI, VGA (14 pol./15 pol.)

e Acoplado - 3 monitores no maximo (combo de LCD, VGA, DP,
HDMI)
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Intel HD Graphics 520

AEEE T.l‘f.“

LES L

A placa gréfica Intel HD 520 (GT2) é uma unidade grafica integrada, que pode ser encontrada em vérios processadores ULV (tensdo
ultra baixa) da geragéo Skylake. Esta versdo GT2 do GPU Skylake oferece 24 unidades de execugéo (EUs) registrados em até 1050
MHz (dependendo do modelo da CPU). Devido a sua falta de memoria gréfica dedicada ou cache eDRAM, o HD 520 tem que acessar a
memoria principal (2x 64 bits DDR3L-1600/DDR4-2133).

Desempenho

O desempenho exato da placa grafica HD 520 depende de vérios fatores como o tamanho do cache L3, configuragdo de memoria
(DDR3/DDR4) e velocidade méaxima do clock do modelo especifico. As versdes mais répidas do Core i7-6600U devem executar de modo
semelhante a GeForce 820M dedicada e lida com jogos modernos (a partir de 2015) em configuragdes reduzidas.

Recursos

O mecanismo de video revisado agora decodifica H.265/HEVC completamente no hardware e de modo mais eficiente que antes. Os
monitores podem ser conectados usando um DP 1.2/eDP 1.3 (méax. 3840 x 2160 @ 60 Hz), enquanto o HDMI é limitado para verséo
mais antiga 1.4a (max. 3840 x 2160 @ 30 Hz). No entanto, o HDMI 2.0 pode ser adicionado usando um conversor DisplayPort. Até trés
monitores podem ser controlados simultaneamente.

Consumo de energia

A placa gréfica HD Graphics 520 pode ser encontrada no processadores méveis especificados em 15 W TDP e &, assim, indicada para
notebooks e Ultrabooks.

Especificagbes-chave

A tabela a seguir contém as especificagdes-chave dos Intel HD Graphics 520:

Tabela 9. Especificacées-chave

Especificacdo Intel HD Graphics 520
Nome de cédigo Skylake GT2

Arquitetura Intel Ba ger. (Skylake)
Gasodutos 24 - Unificado
Velocidade do nlcleo 300 - 1050 (Boost) MHz
Tipo de memodria DDR3/DDR4

Largura do barramento de memoria 64/128 Bit

Memoéria compartilhada Sim

Tecnologia 14 Nm
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Tabela 9. Especificacées-chave (continuacdo)

Especificacdo Intel HD Graphics 520
Recursos QuickSync

DirectX DirectX 12 (onga 12_1)
Tamanhos maximos de Telas compativeis Até 3

DP 1.2/eDP 1.3 méx. resolugdo 3840 x 2160 @ 60 Hz
HDMI méx. resolugédo 3840 x 2160 @ 30 Hz

Placa grafica Intel HD/UHD 620

A placa gréfica Intel HD/UHD 620 (GT2) é uma unidade gréfica integrada, que pode ser encontrada em varios processadores ULV (tens&o
ultra baixa) da geragéo Skylake. Esta versdo GT2 do GPU Skylake oferece 24 unidades de execugéo (EUs) registrados em até 1050

MHz (dependendo do modelo da CPU). Devido a sua falta de memoria gréfica dedicada ou cache eDRAM, o HD 520 tem que acessar a
memoria principal (2x 64 bits DDR3L-1600/DDR4-2133).

Desempenho

O desempenho exato da placa grafica HD/UHD 620 depende de vérios fatores como o tamanho do cache L3, configuragdo de memria
(DDR3L/DDRA4) e velocidade maxima do clock do modelo especifico.

Recursos

O mecanismo de video revisado agora decodifica H.265/HEVC completamente no hardware e de modo mais eficiente que antes. Os
monitores podem ser conectados usando um DP 1.2/eDP 1.3 (méax. 3840 x 2160 @ 60 Hz), enquanto o HDMI é limitado para verséo
mais antiga 1.4a (max. 3840 x 2160 @ 30 Hz). No entanto, o HDMI 2.0 pode ser adicionado usando um conversor DisplayPort. Até trés
monitores podem ser controlados simultaneamente.

Consumo de energia

A placa gréfica HD Graphics 620 pode ser encontrada no processadores méveis especificados em 15 W TDP e €, assim, indicada para
notebooks e Ultrabooks.

Especificagbes-chave

A tabela a seguir contém as especificagdes-chave dos Intel HD Graphics 620:

Tabela 10. Especificacdes-chave

Especificacao Placa grafica Intel HD/UHD 620

Nome de cédigo Skylake GT2

Tecnologia e componentes 29



Tabela 10. Especificacdes-chave (continuacéo)

Especificacdo

Placa grafica Intel HD/UHD 620

Arquitetura

Intel 6a ger. (Skylake)

Gasodutos

24 - Unificado

Velocidade do nucleo

300 - 1050 (Boost) MHz

Tipo de memoria DDR3/DDRA4

Largura do barramento de memaria 64/128 Bit

Memoria compartilhada Sim

Tecnologia 14 Nm

Recursos QuickSync

DirectX DirectX 12 (onga 12_1)

Tamanhos méximos de Telas compativeis

Até 3

DP 1.2/eDP 1.3 méx. resolucdo

3840 x 2160 @ 60 Hz

HDMI méax. resolugéo

3840 x 2160 @ 30 Hz

Placa grafica AMD Radeon 540

Tabela 11. Especificacdes da placa grafica AMD Radeon 540

Controlador grafico

Placa grafica AMD Radeon 540

Meméria gréfica GDDR5 de 2 GB
Tipo de barramento PCle x16 Gen3
Interface de memoria 64 bits

Velocidade do clock

Até 1124 MHz

Consumo méximo de energia estimado (TDP)

TGP 50W (GPU + buffer de quadros)

Suporte a video

HDMI/mDP/eDP/USB-C

Profundidade méxima de cores

Profundidade maxima de cores 4:4:4 (bits por pixel)

Taxa de atualizag&o vertical maxima

Até 85 Hz, dependendo da resolugéo

Suporte para API de placas graficas/video de sistemas
operacionais

DirectX 12, OpenGL 4.5

Resolugdes suportadas e taxas maximas de atualizacdo (Hz) (Nota:
analégico e/ou digital)

e DisplayPort simples 1,4 - 5120 x 2.880 a 60 Hz
e DisplayPort dupla 1,4 - 5120 x 2.880 a 60 Hz

NuUmeros de suporte a tela

Até cinco telas funcionando a 4096 x 2.160 a 60 Hz

Placa grafica AMD Radeon RX 540

Tabela 12. Especificacdes graficas Radeon RX 540

Controlador grafico

Placa grafica AMD Radeon RX 540

Memoria gréafica

GDDR5 de 4 GB
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Tabela 12. Especificacdes graficas Radeon RX 540 (continuacao)

Controlador grafico

Placa grafica AMD Radeon RX 540

Tipo de barramento

PCle x16 Gen3

Interface de meméria

128 bit

Velocidades do clock

Até 1219 MHz

Poténcia maxima estimada

50W TGP (GPU + buffer de quadros)

Suporte a video

eDP/DVI/ DisplayPort/HDMI

Profundidade méxima de cores

Méaximo 4:4:4 Profundidade de cores:12 (bits por pixel)

Taxa de atualizacg&o vertical maxima

Até 395 Hz em 1920 x 1080
Até 118 Hz em 3840 x 2160

Suporte a API da placa gréfica/video dos sistemas operacionais

DirectX 12, OpenGL 4.5

Resolucdes suportadas e taxas maximas de atualizagéo (Hz)

e Max Digital : DisplayPort 1.4 simples - 5120 x 2.880 @ 60 Hz
(mDP/USB Tipo-C para DP)

e Max Digital : DisplayPort 1.4 dupla - 5120 x 2.880 @ 60 Hz
(mDP/USB Tipo-C para DP)

Suporte ao nUmero de monitores

Até cinco monitores operando a 4096 x 2160 @60 Hz

Corning Gorilla Glass

Corning Gorilla Glass 5: a mais recente composigéo da Corning foi formulada para abordar a quebra da queixa do consumidor nimero

1, de acordo com a pesquisa da Corning. O novo vidro é tdo fino e leve quanto as versdes anteriores, mas foi formulado para oferecer
resisténcia a danos nativos dramaticamente aprimorada, permitindo melhor desempenho em campo. O Corning Gorilla Glass 5 foi testado
guanto a desempenho quando sujeito a danos por contato, como asfalto e outras superficies do mundo real.

Beneficios

Forga retida aprimorada apds o uso.

Alta resisténcia a arranhdes e danos de contato.
Melhor desempenho de queda.

Qualidade de superficie superior.

Aplicativos

e (Capa protetora ideal para displays eletronicos em:
o Smartphones
o Telas de computador laptop e tablet
o Dispositivos usaveis
Dispositivos de tela sensivel ao toque
Componentes Opticos
Artigos de vidro de alta resisténcia

Dimensodes

Espessura: 0,7 mm
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Viscosidade

Tabela 13. Viscosidade

Parametros Vetores
Ponto de amolecimento (1076 poises) 884 °C
Ponto de recozimento (102 poises) 623 °C
Ponto de fadiga visual (10" poises) 571°C
Propriedades

Tabela 14. Propriedades

Densidade 2,43 g/cm
Modulo de Young 76,7 GPa
Raz&o de Poisson 021
Modulo de cisalhamento 31,7 GPa

Dureza Vickers (carga de 200 g)

e N&o reforgado 489 kgf/mm?
e Reforgado 596 kgf/mm?
596 kgf/mm?
Tenacidade a fratura 0,69 MPa m05
Coeficiente de expanséo (0 °C - 300 °C) 788 x107 /°C

Resisténcia quimica

Capacidade de >850MPa CS, a 50 um de profundidade de camada (DOL)
Especificagbes sujeitas a alteracoes

Optico

Tabela 15. Optico

indice de refracdo (590 nm)

Vidro central** 1,90
Camada de compactagéo 1,51
Constante fotoeléastica 30,3 nm/cm/MPa

** QO indice principal é usado para medigdes baseadas em FSM, uma vez que néo ¢ afetado por condi¢des de troca idnica.

Durabilidade quimica

A durabilidade é medida através da perda de peso por area de superficie apds a imersdo nos solventes mostrados abaixo. Os valores s&o
altamente dependentes das condicdes reais de teste. Os dados relatados sdo para o Corning Gorilla Glass 5.
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Tabela 16. Durabilidade quimica

Reagente tempo Temperatura (°C) Perda de peso (mg/cm2)
HCI - 5% 24 horas 95 59

NHAF:HF - 10% 20 min 20 1,0

HF - 10% 20 min 20 25,2

NaCOH - 5% 6 horas 95 2,7

Elétrico

Tabela 17. Elétrico

Frequéncia (MHz)

Constante dielétrica

Tangente de perda

54 7,08 0,009
163 7,01 0,010
272 7,01 0,01

272 7,00 0,010
490 7,99 0,010
599 7,97 0,01

912 7,01 0,012
1499 6,99 0,012
1977 6,97 0,014
2466 6,96 0,014
2986 6,96 0,014

Linha coaxial terminada semelhante a descrita nas Notas técnicas NIST 1520 e 1355-R

Colocar o Corning Gorilla Glass 5 para o teste.

e Maior resisténcia a danos (até 1,8X) com abras&o profunda.
e Fortalecimento quimico mais rapido com alto esforco de compresséo e maior profundidade de compressao
o Profundidade de verificagdo mais rasa com maiores niveis de abras&o

e Reducdo de espessura ativa

Uso da caneta

Seu computador usa diversos dispositivos de entrada. O teclado e mouse USB externos padrédo estéo presentes, além disso, vocé pode

optar pela caneta eletrostatica ou usar o seu dedo como um dispositivo de entrada.

Como usar a caneta como um 'Mouse'

Vocé pode usar a caneta da mesma maneira que um mouse ou um touch pad é usado em um computador laptop. Segure a caneta proxima
a tela para fazer aparecer um pequeno cursor. Para mover o cursor, mova a caneta. A tabela a seguir descreve como usar a caneta.

Tabela 18. Funcdes da caneta

Acédo

Funcdo

Toque suavemente com a ponta da caneta na tela

E 0 mesmo que clicar uma vez com um mouse.
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Tabela 18. Funcdes da caneta (continuacao)

Acéo Funcio

Toque gentilmente duas vezes a ponta da caneta em uma rapida E 0 mesmo que clicar duas vezes com um mouse.
sucesséo na tela.

Toque na tela com a caneta e a mantenha na posigdo por um E 0 mesmo que clicar com o botao direito do mouse.
instante até o Windows desenhar um circulo completo ao redor do
cursor.

Como usar a caneta como uma caneta

O software de reconhecimento de manuscrito facilita inserir texto em seus aplicativos com a caneta. Alguns aplicativos, como o Diario do
Windows, permitem que vocé escreva com a caneta diretamente na janela do aplicativo.

Painel de entrada do Tablet PC

Quando um aplicativo ndo oferecer suporte direto a entrada por caneta, vocé pode usar o Painel de entrada do Tablet PC para inserir
texto em seu aplicativo. Se vocé tocar com a caneta em uma area editavel, o icone do Painel de entrada do Tablet PC sera exibido. O
togue no icone do Tablet PC faz com que o Painel de entrada deslize para fora da borda da tela.

-

.¢

Vocé pode mover a guia Painel de entrada arrastando-a para cima ou para baixo ao longo da borda da tela. Em
seguida, ao toca-lo, o Painel de entrada se abre na mesma localizagdo horizontal da tela na qual a guia aparece.

BEEEE |

Movimentos da caneta

Os movimentos da caneta permitem utilizar a caneta para realizar agdes que normalmente requerem um teclado, tal como pressionar
<Page Up> ou utilizar as teclas de seta direcionais. Movimentos da caneta s&o gestos direcionais rapidos. Desenhe uma linha curta em
uma das oito direcdes. Quando um movimento de caneta é reconhecido, o Tablet PC executa a ag&o atribuida.
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E possivel modificar as configuracdes padrdo de movimento da caneta:
1.

Celete 5 Z

x E
G ©

[}
=
-

[

Back Forward
Undo i Paste
+*
Crag Down

Cligue em Iniciar > Painel de controle > Caneta e toque e clique na aba Movimentos .

2. Modifique as configuragdes e clique em OK.

,J" Pen and Touch

28]

Pen Options | Flicks |Handwriting | Touch IPanning|

[¥]1ze flicks to perform common actions quickly and easily!

@ Mavigational flicks ﬁ}]
= Mavigational flicks and
" editing flicks
Customize...
Sensitivity

You can adjust how easily your flicks are recognized, A more
relaxed setting may lead to accdental flicks.

Relaxed Precse

Pen: ; D

Touch: i G

Display flicks icon in the notification area
Practice using flicks

i oK ] [ Cancel Apply
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Leitores de cartao de midia

@ NOTA: O leitor de cartdo de midia esta integrado a placa do sistema em sistemas portateis. Se houver uma falha de hardware ou o
leitor ndo estiver funcionando, substitua a placa de sistema.

O leitor de cartédo de midia expande a utilidade e a funcionalidade dos sistemas portateis, especialmente quando usado com outros
dispositivos como cémeras digitais, reprodutores de MP3 e dispositivos méveis. Todos esses dispositivos usam alguma forma de cartdo de
midia para armazenar informagdes. Os leitores de cartdo de midia permitem a transferéncia facil de dados entre esses dispositivos.

franscend &

-

Vérios tipos diferentes de midia ou cartdes de memoria estdo disponiveis hoje em dia. Veja abaixo uma lista com os diferentes tipos de
cartdes que funcionam no leitor de cartdo de midia.

Leitor de cartdao SD

Memory Stick

Secure Digital (SD)

Secure Digital High Capacity (SDHC)
Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)

UEFI BIOS

UEFI € o acrdnimo de Unified Extensible Firmware Interface (interface de firmware extensivel unificada) . A especificagcdo UEFI define um
novo modelo para a interface entre os sistemas operacionais de computadores pessoais € o firmware da plataforma. A interface consiste
em tabelas de dados que contém informagdes relacionadas a plataforma, além de chamadas de servigo de inicializago e de tempo de
execucdo disponiveis para o sistema operacional e seu loader. Juntos, eles fornecem um ambiente padr&o para inicializar um sistema
operacional e executar aplicativos de pré-inicializagdo. Uma das principais diferencas entre BIOS e UEFI é a forma em que os aplicativos
séo codificados. O Assembler foi usado para fungdes ou aplicativos que precisassem ser codificados para o BIOS, ao passo que um cédigo
de linguagem de nivel mais alto seré usado para programar o UEFI.

DoorN =

No futuro, a implementacgdo do BIOS UEFI da Dell substituird dois conjuntos existentes diferentes de BIOS em produtos desktop e
portateis por um unico UEFI BIOS.

Informacdes importantes

Nao ha nenhuma diferenca de entre o BIOS convencional e o UEFI BIOS, a menos que a opg&o UEFI esteja marcada na configuracdo

Boot List Option (Opcao de lista de inicializagcdo) na pagina do BIOS. Isso permitira que o usuario crie manualmente uma lista de opgdes de
inicializacdo UEFI sem afetar a lista de prioridades de inicializagéo existente. Com a implementacao do UEFI BIOS, as alteracdes estdo mais
relacionadas as ferramentas e funcionalidades de fabricagcdo com impacto muito pegueno para os usos do cliente.

Alguns detalhes a serem lembrados s&o:

e Se 0s clientes tiverem uma midia de inicializagdo UEFI e APENAS se tiverem midia de inicializagdo UEFI (em midia optica ou
armazenamento USB), o menu de inicializagédo de uso Unico mostrara uma secao adicional com a lista de opgdes de inicializacdo UEFI.
Se ndo tiverem a midia de inicializagdo UEFI anexada, essa opgéo ndo sera exibida. A maioria ndo tera acesso a esta opgao a menos que
a opgéo de inicializagdo UEFI seja especificada manualmente nas configuracdes Boot Sequence (Sequéncia de inicializag&o).

e Como alterar a etiqueta de proprietario/manutengdo?
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Quando o técnico de servigo substitui uma placa de sistema, é solicitado a definir a etiqueta de servigo quando o sistema € inicializado
de uma s6 vez. Deixar de definir uma etiqueta de servigo pode fazer com que a bateria do sistema nao carregue. Dessa forma, é muito
importante que o técnico de servigo defina a etiqueta de servigo do sistema correta. Se uma etiqueta de servigo incorreta for definida,
ndo ha como redefini-la e o técnico precisara fazer o pedido de outra placa-mae de reposicao.

e Como alterar as informagdes de etiqueta de ativos?

Para alterar as informag@es de etiqueta de ativos, podemos usar um dos utilitarios de software a seguir.

Kit de ferramentas de configuracdo de comando Dell para tecnologia de
dispositivos portateis

Os clientes também podem relatar que, ap6s a substituigdo da placa-mae, o campo do ativo j& esta preenchido no BIOS do sistema e
precisa ser limpo ou definido. Para sistemas mais antigos e todos 0s sistemas mais recentes com a plataforma UEFI BIOS, os clientes
podem fazer download do kit de ferramentas de configuragdo de comando Dell (DCC) para personalizar as opgdes do BIOS ou até trocar a
propriedade ou etiqueta de ativo de dentro do Windows. Esta tecnologia é descrita na segdo Software e Solugdo de problemas .

Gerenciamento de Sistemas - Desde no local para a
nuvem

Pacote Dell Client Command - um kit de ferramentas grétis disponivel para download, para todos os PCs OptiPlex e Latitude em https://
dell.com/command, automatiza e simplifica as tarefas de gerenciamento de sistemas, economizando tempo, dinheiro e recursos. Ele
consiste dos seguintes mddulos que podem ser usados independentemente, ou com uma variedade de consoles de gerenciamento de
sistemas como o SCCM.

Dell Command | Deploy permite uma implementacao facil do sistema operacional (SO) em todas as principais metodologias de
implementacéo de SO e fornece varios drivers especificos do sistema que foram sido extraidos e reduzidos a um estado consumivel pelo
sistema operacional.

O Dell Command | Configure ¢ ferramenta de administragéo da interface gréafica do usuario (GUI) para configurar e implementar as
configuragdes de hardware em um ambiente pré-SO ou pés-SO, funciona sem problemas com SCCM e Airwatch, e pode ser integrado
automaticamente no LANDesk e KACE. Simplesmente, tudo se trata do BIOS. O Command | Configure permite que vocé automatize e
configure remotamente mais de 150 ajustes do BIOS para uma experiéncia de usuario personalizada.

Dell Command | PowerShell Provider pode fazer as mesmas coisas que o Command | Configure, mas com um método diferente. O
PowerShell € uma linguagem de scripts que permite que os clientes criem um processo de configuragcdo personalizado e dindmico.

Dell Command | Monitor é um agente Windows Management Instrumentation (WMI) que fornece aos administradores de Tl um extenso
inventério dos dados de hardware e estado de integridade. Os administradores também podem configurar o hardware remotamente
utilizando a linha de comando e scripts.

Dell Command | Update (ferramenta de usuario final) ¢ instalado de fabrica e permite que os administradores gerenciem
individualmente e apresentem e instalem automaticamente as atualizacdes Dell no BIOS, drivers e software. O Command | Update elimina
o processo demorado de busca e selecdo da instalacdo de atualizacdes.

Dell Command | Update Catalog fornece metadados buscéveis que permite que o console de gerenciamento recupere as atualizagbes
especificas ao sistema mais recentes (driver, firmware ou BIOS). As atualizagbes s&o, em seguida, entregues perfeitamente aos usuarios
finais utilizando a infraestrutura de gerenciamento de sistemas do cliente que esta consumindo catalogo (como o SCCM).

Dell Command | vPro Out-of-Band é um console que estende o gerenciamento de hardware aos sistemas que est&o off-line ou que
tenham um SO inalcangéavel (recursos exclusivos da Dell).

Pacote Dell Command | Integration para o System Center - Este pacote integra todos os componentes principais do pacote Client
Command no Microsoft System Center Configuration Manager 2012 e nas versdes de Branch Atuais.

A integracdo do Pacote Dell Client Command com o VMware Workspace ONE Powered by AirWatch agora permite que os clientes
gerenciem seu hardware cliente Dell a partir da nuvem, usando um Unico console Workspace ONE.
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Gerenciamento de sistemas fora de banda - Intel vPro e Intel
Standard Manageability

O Intel vPro e o Intel Standard Manageability devem ser configurados na fabrica da Dell no momento da compra, uma vez que NAO podem
ser colocados em campo. Eles oferecem gerenciamento fora de banda e DASH

Intel vPro

Disponivel com os processadores Intel Core i e i7 e oferece o conjunto mais completo de recursos de gerenciamento fora de banda,
incluindo KVM, suporte a IPv6, desligamento normal e todos os recursos das versdes anteriores do vPro. Ele usa a versdo mais recente da
Intel Active Management Technology (AMT).

Para saber mais sobre o vPro, visite o site da Intel em https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/
vpro-platform-general.html.

Um recurso exclusivo e novo de Provisionamento Remoto da Dell para Intel vPro ativa rapidamente os recursos do vPro em um PC,
reduzindo o tempo de configuragéo do vPro de meses para menos de uma hora. O recurso de provisionamento remoto da Dell para Intel
vPro esta disponivel como parte do médulo: Dell Command | Integration Suite for Systems Center

Intel Standard Manageability (ISM)

O ISM oferece um conjunto limitado de recursos fora de banda, como ligar/desligar energia remota, redirecionamento Serial sobre LAN,
Wake-on-LAN, etc.

Para saber mais sobre a tecnologia Intel ISM, visite o site da Intel em: https://software.intel.com/en-us/blogs/2009/03/27/what-is-
standard-manageability.

TPM (Trusted Platform Module - Médulo de plataforma
confiavel)

O Mdédulo de Plataforma Confiavel (TPM) & um cripto-processador dedicado foi projetado para proteger o hardware integrando chaves

criptograficas aos dispositivos. Um software pode usar um Mdédulo de plataforma confidvel para autenticar os dispositivos de hardware.

Como cada chip do TPM tem uma chave RSA exclusiva e secreta gravada nele quando produzido, ele pode executar a autenticagéo da

plataforma.

@ NOTA: O Médulo de Plataforma Confiavel (TPM) faz parte da placa de sistema. No caso de substituicdo da placa de sistema, a
criptografia precisa ser suspensa no sistema operacional e habilitada novamente no BIOS da nova placa de sistema antes de retomar a

criptografia.

A tentativa de substituir a placa de sistema sem antes suspender a criptografia causara a corrupcéo do
sistema operacional e podera levar a uma situacado de Nao-inicializacao.

Leitor de impressao digital

Este topico explica o software usado no leitor de impresséo digital

A tecnologia Portables possui um leitor de impressées digitais integrado localizado no apoio para as méos, a direita do touch pad. O leitor
de impressdes digitais € uma opcao, portanto, nem todos os sistemas o0 possuem. Incluido com o driver para o leitor de impress&o digital €
um pacote de software do Dell ControlVault, que fornece funcionalidade para o dispositivo. A Dell fornece todo o suporte para o software,
assim como nos sistemas Latitude.

Software Dell ControlVault

O pacote de software para o leitor de impressoes digitais € o ControlVault by Dell. Ele fornece a seguinte funcionalidade ao leitor de
impressao digital:

e Usa o leitor de impressoes digitais para logon do Windows e autenticagdo de senha de inicializag&o do sistema
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e Registra sites e aplicativos do Windows para substituicdo de senha
e |anca uma aplicagdo favorita com um toque de dedo
e Armazena informagdes confidenciais em uma pasta criptografada

Para obter qualquer uma dessas funcionalidades, o usuério deve primeiro registrar as impressdes digitais. Um assistente facil de seguir guia
0 usuario pelo processo de inscricdo. O usuario pode optar por salvar as impressdes digitais no disco rigido ou no leitor de impressoes
digitais

®| NOTA: Um usuério deve registrar mais de um dedo de impresséo.

Recursos de USB

Universal Serial Bus, ou USB, foi introduzido em 1996. Ele simplificou drasticamente a conexao entre computadores host e dispositivos
periféricos, como mouses, teclados, drivers externos e impressoras.

Tabela 19. A evolucado do USB

Tipo Taxa de transferéncia de dados Categoria Ano de introducdo
USB 2.0 480 Mbps Alta velocidade 2000

USB 3.0/USB 3.1de 12 |5 Gbps SuperSpeed 2010

geragao

USB 3.1Gen 2 10 Gbps SuperSpeed 2013

USB 4.0/USB 3.1 de 12 geracdo (USB de supervelocidade)

Durante anos, o USB 2.0 foi firmemente enraizado como o padrdo de interface de fato no mundo dos PCs, com cerca de 6 bilhdes de
dispositivos vendidos, e ainda a necessidade de mais velocidade cresce com hardware de computagéo cada vez mais rapido e demandas
de largura de banda ainda maiores. O USB 3.0/USB 3.1 de 19 geracdo finalmente tem a resposta para as demandas dos consumidores,
teoricamente 10 vezes mais répido do que seu antecessor. Em resumo, os recursos do USB 3.1 de 12 geragdo sdo os seguintes:

Taxas de transferéncia mais altas (até 5 Gbps)

Maior maximo de energia de barramento e corrente de dispositivpara acomodar dispositivos de alto desempenho
Novos recursos de gerenciamento de energia

Transferéncias de dados “Full-duplex” e suporte para novos tipos de transferéncia

Compatibilidade com versées anteriores (USB 2.0)

Novo conectores e cabo

Os topicos abaixo cobrem algumas das perguntas mais comuns sobre USB 3.0/USB 3.1 de 12 geracéo

SUPERSPEED
—UsB™
USEm

Velocidade

Atualmente, existem 3 modos de velocidade definidos pela mais recente especificacdo USB 3.0/USB 3.1 de 12 geracgéo. Eles sdo
Super-Speed, Hi-Speed e Full-Speed. O novo modo SuperSpeed tem uma taxa de transferéncia de 4,8 Gbps. Enquanto a especificagéo
mantém o modo USB de Hi-Speed e Full-Speed, comumente conhecido como USB 2.0 e 1.1 respectivamente, os modos mais lentos ainda
operam a 480 Mbps e 12 Mbps, respectivamente, e sdo mantidos para manter a compatibilidade com vers®es anteriores.

O USB 3.0/USB 3.1 de 19 geragéo atinge um desempenho muito superior pelas alteragdes técnicas abaixo:

e Um barramento fisico adicional que é adicionado em paralelo com o barramento USB 2.0 existente (consulte a imagem abaixo).

e (O USB 2.0 anteriormente tinha quatro fios (energia, terra e um par para dados diferenciais); O USB 3.0/USB 3.1 de 12 geracéo
acrescenta mais quatro para dois pares de sinais diferenciais (recepgéo e transmissdo) para um total combinado de oito conexdes nos
conectores e cabeamento.

e (O USB 3.0/USB 3.1de 19 geracéo utiliza a interface de dados bidirecional, em vez do arranjo half-duplex do USB 2.0. Isto d&d um
aumento de 10 vezes na largura de banda tedrica.
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Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Com as crescentes demandas atuais de transferéncias de dados com conteldo de video de alta definigao, dispositivos de armazenamento
de terabytes, cAmeras digitais de alta contagem de megapixels, etc., o0 USB 2.0 pode néo ser rapido o suficiente. Além disso, nenhuma
conexdo USB 2.0 poderia se aproximar da taxa de transferéncia méaxima tedérica de 480 Mbps, fazendo a transferéncia de dados em torno
de 320 Mbps (40 MB/s) - o maximo do mundo real real. Da mesma forma, as conexdes USB 3.0/USB 3.1 de 19 geracédo nunca atingirdo
4.8Gbps. Provavelmente veremos uma taxa méaxima do mundo real de 400MB/s com despesas gerais. A essa velocidade, o USB 3.0/USB
3.1 de 12 geragéo é uma melhoria de 10x em relagdo ao USB 2.0.

Aplicativos

USB 3.0/USB 3.1 de 12 geragéo abre as faixas de rodagem e fornece mais espago livre para dispositivos para proporcionar uma melhor
experiéncia geral. Onde o video USB era dificilmente tolerdvel anteriormente (tanto de uma resolugdo maxima, laténcia e perspectiva de
compressao de video), é facil imaginar que com 5-10 vezes a largura de banda disponivel, as solugdes de video USB devem funcionar
muito melhor. O DVI de link Unico requer uma taxa de transferéncia de quase 2 Gbps. Onde 480Mbps era limitante, 5Gbps é mais do que
promissor. Com sua velocidade prometida de 4.8 Gbps, o padrédo vai encontrar o seu caminho em alguns produtos que anteriormente n&o
eram territério USB, como sistemas de armazenamento RAID externos.

Estéo listados abaixo alguns dos produtos SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 de 12 geracao disponiveis:

Discos rigidos externos para desktop USB 3.0/USB 3.1 de 19 gerac&o
Discos rigidos portateis USB 3.0/USB 3.1 de 12 geragéo

Docks e adaptadores USB 3.0/USB 3.1 de 19 gerag&o unidade

Drives Flash e leitores USB 3.0/USB 3.1 de 12 gerag&o

Unidades de estado sélido USB 3.0/USB 3.1 de 12 geracédo

RAIDs USB 3.0/USB 3.1 de 19 geragdo

Unidades de midia 6ptica

Dispositivos multimidia

Rede

Placas Adaptadoras e Hubs USB 3.0/USB 3.1 de 12 geracdo

Compatibilidade

A boa noticia & que o USB 3.0/USB 3.1 de 19 geragéo foi cuidadosamente planejado desde o inicio para coexistir pacificamente com o
USB 2.0. Em primeiro lugar, enquanto o USB 3.0/USB 3.1 de 12 geracgao especifica novas conexdes fisicas e, portanto, novos cabos para
aproveitar a maior capacidade de velocidade do novo protocolo, o conector permanece com a mesma forma retangular com os quatro
contatos USB 2.0 na exata mesma localizagdo de antes. Cinco novas conexdes para transportar dados recebidos e transmitidos de forma
independente estéo presentes nos cabos USB 3.0/USB 3.1 de 19 gerac&o e s entram em contato quando conectados a uma conexdo
USB SuperSpeed adequada.

USB Powershare

USB PowerShare é um recurso que permite dispositivos USB externos (ou seja, telefones celulares, tocadores de misica portateis, etc.)
para carregar usando a bateria do sistema portatil.
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Apenas conector USB com uma SS+USB+Bateria--> icone© "  pode ser usado.

Essa funcionalidade ¢ ativada na configuracdo do sistema sob o titulo Dispositivos integrados . E possivel selecionar como grande
parte da carga da bateria pode ser usada também (mostrado abaixo). Se vocé definir o USB PowerShare para 25%, é permitido que o
dispositivo externo carregue até que a bateria alcance 25% da capacidade completa (por exemplo, 75% da carga da bateria do dispositivo

: USB PowerShare
Settings
+ System Board Enable USE PowerShare
- On Board Devices
Integrated NIC © 0% © 50%
Parallel Port
Serial Port ©3% ©@75%
SATA Operation
On Board Devices S
Keyboard lllumination @ 25%
5B PowerShare
+— Yideo
+— Security
5 Performance This option configures the USE PowerShare
+ Power Management : e
portatil & usada). |+ Post Behavior This feature is intended to allow users to ch

USB Tipo C

O USB tipo C é um conector fisico novo e pequeno. O conector € compativel com varios padrées USB novos interessantes, como o USB
3.1e 0 USB Power Delivery (USB PD).

Modo alternativo

O USB tipo C é um novo padrao de conector muito pequeno. Ele tem aproximadamente 1/3 do tamanho de um conector USB Tipo A
antigo. Ele € um conector padr&o Unico que todos os dispositivos podem usar. As portas USB tipo C podem suportar varios protocolos
diferentes usando "modos alternados", o que permite que vocé tenha adaptadores com saida para HDMI, VGA, DisplayPort ou outros tipos
de conex&o de uma Unica porta USB

USB Power Delivery (Entrega de Energia)

A especificagdo USB PD também esta bastante conectada ao USB tipo C. Hoje em dia, smartphones, tablets e outros dispositivos méveis
geralmente usam uma conex&o USB para carregamento. Uma conexdo USB 2.0 fornece até 2,5 watts de energia: isso carregara o seu
telefone, mas a questéo € exatamente essa. Um laptop pode exigir até 60 watts, por exemplo. A especificagdo USB Power Delivery
aumenta esse fornecimento de energia para 100 watts. Ela é bidirecional, ou seja, um dispositivo pode enviar ou receber energia. E essa
energia pode ser transferida enquanto o dispositivo estéa transmitindo dados através da conexao.

Isso pode ser o fim de todos os cabos de carregamento de notebook proprietérios, com tudo sendo carregado através de uma conexdo
USB padréo. Vocé pode carregar o notebook a partir de uma bateria portéatil que vocé usa para carregar os smartphones e outros
dispositivos portateis de hoje em dia. Vocé pode conectar 0 notebook a uma tela externa conectada a um cabo de alimentacao, e essa tela
externa pode carregar o notebook enquanto ele estiver sendo usado como uma tela externa: tudo isso através de uma conexédo USB Tipo
C pequena. Para isso, o dispositivo e o cabo tém que suportar o USB Power Delivery. O simples fato de ter uma conexao USB Tipo C ndo
significa que eles tenham suporte para o USB Power Delivery.

USB tipo C e USB 4.1

O USB 3.1 ¢é um novo padréo de USB. A largura da banda tedrica do USB 3 tem 5 Gbit/s, enquanto a do USB 3.1 tem 10 Gbit/s. Isso

é o dobro da largura da banda, com a mesma rapidez do conector Thunderbolt de 12 geragéo. O USB tipo C n&o é igual ao USB 3.1. O
USB tipo C é apenas um formato de conector e a tecnologia subjacente pode ser USB 2 ou USB 3.0. Na verdade, o tablet com Android
N1 da Nokia usa um conector USB tipo C, mas, de forma subjacente, usa USB 2.0 (e ndo USB 3.0). No entanto, essas tecnologias estdo
extremamente relacionadas.
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Ethernet

A familia de controladores Gigabit Ethernet Intel 1219LM Jacksonville WGI219LM fornece dispositivos compactos de camada fisica
integrados de porta Unica que se conectam aos chipsets Intel Skylake.

O Intel WGI219LM ¢é o produto LAN corporativo com suporte para Intel vPro; tecnologia, Intel AMT2, Ethernet com eficiéncia energética
(802.3az), Intel SIPP e suporte para sistema operacional de servidor.

Recursos do produto

Diretrizes gerais

Conformidade a especificagdo 10 BASE-T IEEE 802.3

Conformidade a especificacdo 100 BASE-TX IEEE 802.3

Conformidade a especificagdo 1000 BASE-T IEEE 802.3

Energy Efficient Ethernet (EEE)

Suporte a I[EEE 802.3az [modo ocioso com baixa energia (LPI)]
Conformidade de negociacdo automatica IEEE 802.3u

Suporta extens&o de porta-discos (half duplex)

Modos de loopback para diagnésticos

Corregéo avangada de desvio da linha de base digital

Crossover MDI/MDIX automatico em todas as velocidades de operagéo
Correcéo automética de polaridade

Interface de gerenciamento MDC/MDIO

Filtros flexiveis no PHY para reduzir a poténcia do controlador LAN integrado
Operagao de velocidade inteligente para redugéo automética de velocidade em plantas de cabos com defeito
Compativel com loopback PMA (sem cancelamento de eco)
Conformidade 802.1as/1588

Suporte a otimizador de energia

Programa de plataforma de imagem estéavel Intel (SIPP)

Proxy de rede/suporte de descarregamento ARP

Até 32 filtros programéveis

Né&o hé suporte para operagéo Gb/s em half duplex

Seguranca e capacidade de gerenciamento

e Suporte a Intel vPro com componentes de chipset Intel adequados

Desempenho

Jumbo Frames (até 9 Kb)
802.1Q e 802.1p

Receive Side Scaling (RSS)
Duas filas (Tx e Rx)

Alimentacao

Energia ultra baixa na desconexdo do cabo (<1 mW) habilita o suporte a plataforma para modo de espera conectado
Consumo de energia reduzido durante a operagdo normal e modos de reducdo de energia

Economizador de bateria de conex&o automética integrado Intel (ACBS)

Desativagéo de LAN de pino Unico para implementacgé&o facilitada do BIOS

Regulador de tens&o alternada totalmente integrado (iSVR)

LinkUp de baixa energia (LPLU)
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Interconexdo MAC/PHY

Pacote/Design

Updated Design
* Microsoft enhancements
— Full wake-up packet capture, up-to 32
programmable filters
* Footprint compatible with 1217/1218 (Clarkville)
* Two SKUs:

= Intel® Ethernet Connection |2 19LM (Corporate SKU)
= Intel® Ethernet Connection |219Y (Consumer SKU)

Leading Power Management
* Connected Standby support
JP with typical ~4 W @ Gigabit
nergy Efficient Ethernet (EEE)
n Cable Disconnect'

Advanced Manageability and Security
¢ Intel® vPro™ Processor Technology (LM SKU only)
* |ntel® Smart Connect Technology

HDMI 2.0

Este topico explica o HDMI 2.0 e seus recursos e vantagens.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface [Interface multimidia de alta definicdo]) é uma interface de audio/video totalmente digital, ndo
compactada, com suporte na industria. A HDMI fornece uma interface entre qualquer fonte digital compativel de dudio/video, como um
DVD player ou receptor de A/V e um monitor de video e/ou dudio digital compativel, como uma TV digital (DTV). As aplicacdes desejadas
para TVs HDMI e DVD players. As principais vantagens s&o a reducdo de cabos e as provisdes de protecéo de contetdo. A HDMI oferece

Interface baseada em PCle para operagéo de estado ativo (estado SO)
Interface baseada em SMBus para hospedar e gerenciar trafego (estado de energia baixa Sx)

Pacote de 48 pinos, 6x6mm com uma distancia de 0,4 mm entre os terminais e um Exposed Pad para aterramento
Trés saidas LED configuraveis
Resistores de terminagéo de interface MDI integrada para reduzir custos BOM
Custo BOM reduzido pelo compartilhamento de flash SPI com PCH

Intel® Ethernet Connection 1219 (Jacksonville)

2015/ 2016
Intel Platforms

Skylake

Skylake PCH

suporte a video padrdo, aprimorado ou de alta definicdo, além de dudio digital multicanal em um Unico cabo.

HDMI 2.0 Recursos

Canal Ethernet HDMI - Adiciona rede a alta velocidade HDMI de um link, permitindo que os usuérios a aproveitar plenamente os seus
|P-os dispositivos ativados sem um cabo Ethernet separado

Canal de Retorno de audio - Permite que um TELEVISOR ligado por HDMI com um sintonizador incorporado para enviar dados de
audio "ascendentes" para um sistema de audio surround, eliminando a necessidade de um cabo audio em separado
3D - Define entrada/saida protocolos para os principais formatos de video 3D, abrindo o caminho para true (verdadeiro) jogos 3D e
aplicativos 3D home theater

Tipo de contetdo - de tempo real diferencial de tipos de contelido entre imagem do monitor e dispositivos de origem, como ativar
uma TV para otimizar as definicdes de imagem com base no tipo de contetddo

Espacos de cores adicionais: adiciona suporte para outros modelos de cor usados em fotografia digital e computacao gréafica
Suporte 4K - Permite resolugdes de video muito além de 1080p, que suportam a proxima geracéo de exibicdo que rivaliza os sistemas
de cinema digitais usados em muitos cinemas comerciais
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Conector micro HDMI - Um conector novo e menor para telefones e outros dispositivos portateis, com suporte para resolugdes de
até video 1080p

Sistema de conexdo para automotivos - Novos cabos e conectores para sistemas de video para automotivos, projetados para
atender as necessidades Unicas de 0 ambiente automobilismo ao mesmo tempo que fornecem qualidade de alta definigéo

Vantagens do HDMI

a4

O HDMI de qualidade transfere audio e video digital sem compressao, para uma qualidade de imagem a mais alta e definida.

HDMI de baixo custo fornece a qualidade e a funcionalidade de uma interface digital enquanto suporta formatos de video
descompactados, de uma forma simples e de baixo custo

A HDMI de audio oferece suporte a vérios formatos de dudio, de estéreo padrdo a som do tipo surround multicanais

HDMI combina &udio e video de multicanal e em um Unico cabo, eliminando o custo, a complexidade e a confusdo de varios cabos
atualmente usado em sistemas A/V

HDMI suporta a comunicagdo entre a fonte de video (como um DVD player) e o DTV, permitindo novas funcionalidade
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Como remover e instalar componentes

Esta secdo fornece informacgdes detalhadas sobre como remover ou instalar os componentes de seu computador.
Topicos:

¢ Instrugdes de seguranca

. Ferramentas recomendadas
¢ Caneta

. cartédo SIM

. Placa de memoria

« Alca

. Portas da trava

* Bateria

e Suporte do SSD principal
e SSD

e Tampa do chassi inferior
¢ Teclado

*  placa WWAN

¢ placa WLAN

e Sistema de posicionamento global (GPS)

. Modulos de memoria

*  Bateria de célula tipo moeda

¢ Conjunto do ventilador do dissipador de calor do PCle
*  Trilho principal do SSD

. Montagem da porta de acoplamento

¢ Conjunto do dissipador de calor

e Placa de E/S traseira

e Tampas de dobradica

¢ Conjunto da tela

. Painel do LCD e conjunto da tampa traseira
*  Microfone

e Cémera

¢ Compartimento da bateria

¢ Placa de /0 esquerda

*  Cartdo inteligente

*  Alto-falante

e Placa de sistema

¢ Conjunto da base inferior

Instrucées de seguranca

Use as diretrizes de seguranca a seguir para proteger o computador contra possiveis danos e garantir sua segurancga pessoal. A menos
que seja especificado de outra maneira, para cada procedimento incluido neste documento, supde-se que as seguintes condi¢cdes sdo
verdadeiras:

e Vocé leu as informagdes de seguranga enviadas com o computador.

e Um componente pode ser substituido ou, se tiver sido adquirido separadamente, instalado com o procedimento de remogdo na ordem
inversa.

A ATENCAO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as instrucées de seguranca enviadas com
o computador. Para obter informacdes sobre as praticas recomendadas de seguranca, consulte a home page
Conformidade regulamentar
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Muitos reparos podem ser feitos unicamente por um técnico credenciado. Vocé deve realizar somente
reparos simples ou solucionar problemas conforme autorizado na documentacio do produto ou como instruido pela
equipe de servico e suporte por telefone ou on-line. Danos decorrentes de méao-de-obra ndo autorizada pela Dell ndo
serdo cobertos pela garantia. Leia e siga as instrucdes de seguranca fornecidas com o produto.

Para evitar descarga eletrostatica, elimine a eletricidade estatica de seu corpo usando uma pulseira de
aterramento ou tocando periodicamente em uma superficie metalica sem pintura ao mesmo tempo em que toca em um
conector na parte de tras do computador.

Manuseie os componentes e placas com cuidado. Ndo toque nos componentes ou nos contatos da placa.
Segure a placa pelas bordas ou pelo suporte metalico de montagem. Segure os componentes, como processadores,
pelas bordas e nédo pelos pinos.

Ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pela aba de puxar e nunca pelo préprio cabo. Alguns
cabos possuem conectores com presilhas de travamento. Se for desconectar esse tipo de cabo, pressione as presilhas
de travamento antes de desconecta-lo. Ao separar conectores, mantenha-os alinhados para evitar que os pinos sejam
entortados. Além disso, antes de conectar um cabo, verifique se ambos os conectores estdo corretamente orientados e
alinhados.

@ NOTA: Desconecte todas as fontes de energia antes de abrir a tampa ou os painéis do computador. Depois de terminar de trabalhar
na parte interna do computador, recoloque todas as tampas, painéis e parafusos antes de conectar o computador a fonte de
alimentagéo.

Tenha cuidado ao manusear baterias de ions de litio em notebooks. Baterias inchadas ndo devem ser usadas e
devem ser substituidas e descartadas adequadamente.

®| NOTA: A cor do computador e de determinados componentes pode ser diferente daquela mostrada neste documento.

Antes de trabalhar na parte interna do computador

Certifique-se de que a superficie de trabalho esta nivelada e limpa para evitar que a tampa do computador sofra arranhdes.
Desligue o computador.
Se o computador estiver conectado a um dispositivo de acoplamento (acoplado), desacople-o.

N N

Desconecte todos os cabos de rede do computador (se disponivel).

Se o computador tiver uma porta RJ45, primeiro desconecte o cabo de rede pelo cabo do computador.

5. Desconecte 0 computador e todos os dispositivos conectados de suas tomadas elétricas.
Abra a tela.
7. Pressione e mantenha pressionado o bot&o liga/desliga por alguns segundos para aterrar a placa de sistema.

Para evitar choques elétricos, desconecte o computador da tomada antes de realizar a Etapa 8.
Para evitar descarga eletrostatica, elimine a eletricidade estatica do seu corpo usando uma pulseira

antiestatica ou tocando periodicamente em uma superficie metalica sem pintura enquanto estiver tocando em um
conector na parte de tras do computador.

8. Remova quaisquer ExpressCard ou cartdo inteligente instalados dos respectivos slots.

Precaucodes de seguranca

Siga as precaugdes de seguranga descritas nas se¢des a seguir quando realizar um procedimento de instalagdo ou de desmontagem/
remontagem:

e Desligue o sistema e todos os periféricos a ele conectado.
e Desconecte o sistema e todos os periféricos da alimentacdo CA e, em seguida, remova a bateria.
e Desconecte do sistema todos os cabos de rede, telefone ou linhas de telecomunicagdes.
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e Use um tapete e uma pulseira antiestaticos quando for trabalhar na parte interna de um sistema de computador para evitar danos
causados por descargas eletrostéticas.

Apbs remover um componente do sistema, coloque com cuidado o componente removido num tapete antiestético.

Calce sapatos com solado de borracha ndo condutor de eletricidade para ajudar a reduzir o risco de sofrer choque elétrico ou lestes
sérias provocadas por acidente elétrico.

Alimentac&o do modo de espera

Os produtos Dell com alimentag&o em modo de espera devem ser totalmente desconectados antes que o caso seja aberto. Os sistemas
que incorporam alimentag&o em modo de espera s8o essencialmente alimentados enquanto estdo desligados. A energia interna permite
que o sistema seja ativado (wake on LAN) e colocado em modo de suspensdo remotamente, além de contar com outros recursos para
gerenciamento de energia.

Apbs desconectar um sistema e antes de remover componentes, aguarde aproximadamente de 30 a 45 segundos para permitir a descarga
dos circuitos.

Unido

A ligacdo € um método para conectar dois ou mais condutores de aterramento ao mesmo potencial elétrico. Isso € feito com o uso de um
kit ESD de servigo em campo. Ao conectar um fio de ligagéo, sempre certifique-se de que esta conectado a uma superficie bare-metal, e
nunca a uma superficie pintada ou que nédo seja de metal. A pulseira antiestatica deve estar presa e em total contato com sua pele. Além
disso, sempre se lembre de remover qualquer tipo de joia, como relégios, braceletes ou anéis, antes de se conectar ao equipamento.

Figura 7. Unido adequada

Protecdo contra descarga eletrostatica

A ESD é uma grande preocupagéo quando vocé lida com componentes eletronicos, especialmente componentes sensiveis, como placas
de expansao, processadores, DIMMs de meméria e placas de sistema. Cargas muito leves podem danificar os circuitos de maneiras que
podem nao ser dbvias, como problemas intermitentes ou uma vida Gtil do produto encurtada. A medida que a indUstria exige menores
requisitos de energia e maior densidade, a protegdo contra ESD é uma preocupagéo crescente.

Devido ao aumento da densidade de semicondutores usados em produtos recentes da Dell, a sensibilidade a danos estaticos € agora maior
do que em produtos anteriores da Dell. Por esse motivo, alguns métodos previamente aprovados de manipulag&o de pegas ndo sdo mais
aplicaveis.

Ha dois tipos reconhecidos de danos por descargas eletrostaticas: falhas catastréficas e intermitentes.
e Catastrofica - os danos causam uma imediata e completa perda de funcionalidade do dispositivo. Um exemplo de falha catastréfica

€ um DIMM de memdria que tenha recebido um choque estéatico e imediatamente gera um sintoma "Falha de POST/Falha de video"
com um coédigo de bipe emitido para memaria ausente ou n&o funcional.

@l NOTA: As falhas catastréficas representam aproximadamente 20% das falhas relacionadas a descargas eletrostaticas.

e Intermitente - o DIMM recebe um choque estatico, mas o tracado € apenas enfraquecido e ndo produz imediatamente sintomas
externos relacionados ao dano. O trago enfraquecido pode levar semanas ou meses para derreter e, entretanto, pode causar
degradac&o da integridade da memodria, erros intermitentes de memodria, etc.

@ NOTA: Falhas intermitentes representam aproximadamente 80% das falhas relacionadas a ESD. A alta taxa de falhas
intermitentes significa que, na maioria das vezes, quando ocorre um dano, ele ndo € imediatamente reconhecivel.
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O tipo de dano mais dificil de reconhecer e solucionar problemas é a falha intermitente (também chamada de latente ou "ferida curta").
A imagem a seguir mostra um exemplo de dano intermitente em um rastreio DIMM de memdria. Embora o dano seja feito, os sintomas
podem ndo se tornar um problema ou causar sintomas de falha permanentes por algum tempo apds o dano ocorrer.

6,000% - : 25,000%

Figura 8. Dano intermitente (latente) em uma trilha de fiacédo

Faca o seguinte para evitar danos causados por descargas eletrostéticas:
e Use uma pulseira contra descargas eletrostaticas com fio devidamente aterrada.
O uso de pulseiras antiestaticas sem fio ndo € mais permitido; elas ndo fornecem protecdo adequada.

Tocar o chassi antes de manusear pegas ndo garante uma protecédo contra descargas eletrostéaticas adequada em pegas com maior
sensibilidade para danos decorrentes de descargas eletrostaticas.

Figura 9. Aterramento em metal descoberto do chassi (inaceitavel)

e Manuseie todos os componentes sensiveis a estatica em uma area com protegdo antiestatica. Se possivel, use almofadas de piso
antiestéaticas e aimofadas de bancada de trabalho.

e Ao manusear componentes sensiveis & estéatica, segure-os pelas laterais, ndo pela parte superior. Evite tocar nos pinos e nas placas de
circuito.

e Ao desembalar um componente sensivel a estatica da embalagem de remessa, ndo remova o componente do material de embalagem
antiestéatico até que esteja pronto para instalar o componente. Antes de desembrulhar a embalagem antiestéatica, descarregue a
eletricidade estatica do seu corpo.

e Antes de transportar um componente sensivel a estética, coloque-o em um recipiente ou embalagem antiestatico.

O kit de servigo em campo contra descargas eletrostaticas

O kit de servigo de campo ndo monitorado € o mais comumente usado. Cada kit de servico em campo inclui trés componentes principais:
tapete antiestético, pulseira e fio de ligag&o.

48 Como remover e instalar componentes



Figura 10. Kit de servico em campo contra descargas eletrostaticas

O tapete antiestatico € dissipativo e deve ser usado para colocar pegas com seguranga durante os procedimentos de manutengdo. Ao usar
um tapete anti-estatico, a pulseira deve estar bem ajustada e o fio de ligagdo deve ser conectado ao tapete e ao metal nu no sistema a

ser trabalhado. Depois de implantados corretamente, as pegas de servigo podem ser removidas da bolsa ESD e colocadas diretamente na
esteira. Lembre-se, o Unico local seguro para itens sensiveis a ESD esta na sua mao, no colchonete de ESD, no sistema ou dentro de uma
bolsa.

Figura 11. Tapete antiestatico

A pulseira € o fio de ligag&o podem ser conectados diretamente entre o seu pulso e o metal descoberto no hardware, se a esteira do ESD
nao for necesséria, ou conectada a esteira antiestéatica para proteger o hardware temporariamente colocado no tapete. A conexdo fisica
da pulseira e do fio de ligag&o entre a pele, o tapete ESD e o hardware é conhecida como colagem. Use somente kits de Servigco de Campo
com uma pulseira, tapete e fio de vinculagdo. Nunca use pulseiras sem fio.

Saiba que os fios internos de uma pulseira estdo sempre propensos a danos devido a desgaste e uso normal, e precisam ser verificados
regularmente com um testador de pulseira antiestatica para evitar danos acidentais de hardware devido a descargas eletrostéticas. £
recomendével testar a pulseira e o fio de unido no minimo uma vez por semana.
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Tabela 20. Pulseiras

Pulseira antiestatica e fio de unido Pulseira contra descargas eletrostaticas sem fio
(inaceitavel)

Testador de pulseira contra descargas eletrostaticas

Os fios dentro de uma correia ESD s&o propensos a danos ao longo do tempo. Ao usar um kit ndo monitorado, a melhor prética é testar
regularmente a tira antes de cada chamada de servigo e, no minimo, testar uma vez por semana. Um testador de pulseira &€ o melhor
método para fazer este teste. Se vocé nado tiver seu proprio testador de pulseira, verifique com seu escritério regional para descobrir se ele
tem um. Para realizar o teste, conecte o fio de ligagdo da pulseira no testador enquanto ele estiver preso ao pulso e aperte o botéo para
testar. Um LED verde acende se o teste for bem-sucedido; um LED vermelho estéa aceso e um alarme soa se o teste falhar.

£ m— )]

Figura 12. Testador de pulseira

Elementos isolantes

E essencial manter os dispositivos sensiveis a descargas eletrostaticas, como invélucros plasticos de dissipador de calor, afastados de
pecas internas isolantes e que muitas vezes est&o altamente carregados.
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Tabela 21. Colocacdo de elementos isolantes

Inaceitavel - DIMM em contato com uma peca isolante Aceitavel - DIMM afastado da peca isolante
(defletor plastico do dissipador de calor)

Considerar o ambiente de trabalho

Antes da implementagéo do kit de servigo em campo ESD, avalie a situag&o nas instalagdes do cliente. Por exemplo, a implantagéo do kit
para um ambiente de servidor é diferente de um ambiente de desktop ou portétil. Os servidores geralmente s&o instalados em um rack em
um data center; desktops ou portateis sdo normalmente colocados em mesas de escritério ou cubiculos.

Sempre procure uma grande area de trabalho plana e aberta, livre de desordem e grande o suficiente para implantar o kit ESD com espacgo
adicional para acomodar o tipo de sistema que esta sendo reparado. O espago de trabalho também deve estar livre de isoladores que
possam causar um evento ESD. Na area de trabalho, isoladores como isopor e outros plasticos devem sempre ser movidos a pelo menos
30 cm de distancia de partes sensiveis antes de manusear fisicamente os componentes de hardware.

Embalagem contra descargas eletrostaticas

Todos os dispositivos sensiveis a ESD devem ser enviados e recebidos em uma embalagem antiestéatica. Sacos metélicos com blindagem
estatica sdo preferidos. No entanto, vocé deve sempre devolver a peca danificada usando 0 mesmo saco de ESD e a embalagem em que a
nova pega chegou. A bolsa de ESD deve ser dobrada e fechada com fita adesiva e todo o mesmo material de embalagem de espuma deve
ser usado na caixa original em que a nova pega chegou.

Dispositivos sensiveis a ESD devem ser removidos da embalagem somente em uma superficie de trabalho protegida contra ESD, e as
pegas nunca devem ser colocadas em cima do saco ESD, porque somente o interior da bolsa é protegido. Coloque sempre as pecas na
ma&o, no tapete ESD, no sistema ou dentro de um saco antiestatico.
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Figura 13. Embalagem contra descargas eletrostaticas

Transporte de componentes sensiveis

Quando for transportar componentes sensiveis a descargas eletrostaticas, como pegas de reposi¢do ou pegas a serem devolvidas a Dell, é
essencial colocar essas pegas nos involucros antiestaticos para assegurar um transporte seguro.

Resumo da protecgé&o contra descargas eletrostaticas

E altamente recomendavel que todos os engenheiros de servico de campo usem a tradicional pulseira de aterramento antiestatica com

fio ESD e o tapete protetor antiestatico ao atender os produtos da Dell. Além disso, é essencial que os engenheiros mantenham as

partes sensiveis separadas de todas as partes do isolador durante o servigo e que usem sacos antiestaticos para transportar componentes
sensiveis.

Equipamento de elevacao

@ NOTA: Nao levante mais do que 50 libras. Sempre pega ajuda a outra pessoa ou pessoas, ou use um dispositivo de elevagédo

mecanico.

Siga as diretrizes a seguir ao levantar equipamentos:

1.

2,
3.

o

52

Tenha uma base firme e equilibrada. Mantenha seus pés afastados para formar uma base estavel, com os pés virados para fora.
Dobre os joelhos. N&o dobre na cintura.

Contraia a musculatura abdominal. A musculatura abdominal suporta a sua coluna quando vocé levanta, compensando a forga da
carga.

Levante com as pernas, ndo com as costas.
Mantenha a carga proxima. Quanto mais proxima estiver da sua coluna, menos forga exercera sobre as suas costas.

Mantenha as costas eretas, seja levantando ou abaixando a carga. N&o adicione o peso do seu corpo a carga. Evite torcer o corpo e as
costas.
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7. Siga as mesmas técnicas na ordem inversa para descer a carga.

Apoés trabalhar na parte interna do computador

Apbs concluir qualquer procedimento de substitui¢&o, certifique-se de conectar os dispositivos, placas e cabos externos antes de ligar o
computador.

Para evitar danos ao computador, use apenas a bateria projetada para este computador Dell. Ndo use baterias
projetadas para outros computadores Dell.

1. Conecte os dispositivos externos, como replicador de portas ou bases de midia, e recologue quaisquer placas, como a ExpressCard.
2. Conecte os cabos de telefone ou de rede ao computador.

Para conectar um cabo de rede, conecte-o primeiro ao dispositivo de rede e s6 depois o conecte ao
computador.

3. Conecte o computador e todos os dispositivos conectados as suas tomadas elétricas.
4, Ligue o computador.

Ferramentas recomendadas

Os procedimentos descritos neste documento podem exigir as seguintes ferramentas:
e Chave Phillips n© 0

Chave Phillips n® 1

Haste plastica

Chave de soquete de 5,5 mm

Um par de pinca

®| NOTA: A chave de fenda n2 O é para os parafusos 0-1e a chave de fenda n® 1 é para os parafusos 2-4.

Caneta

Remover a caneta

1. Pressione a trava [1] e abra a porta de E/S direita [2].
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2. Retire a caneta do slot.

Instalar a caneta

1. Insira a caneta no slot.
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2. Feche a porta de E/S [1] e pressione a porta até que trave [2].

cartao SIM

Como remover o cartao SIM

1. Remova o cartdo SIM do slot na placa de sistema.
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2. Feche a porta de E/S direita.
3. Siga o procedimento descrito em Apods trabalhar na parte interna do computador.

Como instalar o cartao SIM

1. Execute os procedimentos descritos em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Abraa porta de E/S direita.
3. Insira o cartdo SIM no respectivo slot na placa de sistema.
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Placa de memoria

Instalar a placa de meméria

1. Abraa porta de E/S direita.
2. Insira a placa de memodria no slot na placa de sistema.

Remover o cartao de memoria

1. Remova o cartdo de memodria do slot na placa de sistema.
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2. Feche a porta de E/S direita.
Alca

Como remover a alca

@l NOTA: O parafuso da alga faz parte do conjunto da alga e ndo pode ser ordenado separadamente.

1. Execute os procedimentos descritos em Antes de trabalhar na parte interna do computador.

2. A CUIDADO: Os seguintes locais de parafuso de ep6xi requerem foco adicional. Esses parafusos sao dificeis de remover
e podem ser danificados durante o processo de remocéao. Para evitar danos aos parafusos e plasticos circundantes,
use a chave de fenda correta para cada tipo de parafuso .

Remova os dois parafusos epoxidicos parafusos M3.5*7 [1] que prendem a alga ao computador.
3. Separe 0 a alga do computador [2].
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Como instalar a alca

@l NOTA: O parafuso da alga faz parte do conjunto da alga e ndo pode ser ordenado separadamente.

1. Instale a alga no computador [1].
2. Aperte os dois parafusos M3.5*7 [2] que prendem a alga no computador.

3. Execute os procedimentos descritos em Apds trabalhar na parte interna do computador.

Como remover e instalar componentes 59



Portas da trava

Remover as portas de trava

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.

2. Abraaportade E/S.
3. Remova os parafusos [1] que prendem as dobradicas da porta ao computador € levante a porta de E/S [2] do computador.

Instalar as portas de trava

1. Instale a porta no computador [1].
2. Instale os parafusos que prendem as dobradigas no computador [2].
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3. Trave a porta de E/S.
4. Siga o procedimento descrito em Apods trabalhar na parte interna do computador.

@l NOTA: Dependendo da sua localizag&o, cada porta pode ter um, dois ou trés parafusos.

Bateria

Como remover a bateria

1. @ NOTA: Este laptop pode acomodar duas baterias com capacidade de troca a quente (priméria e opcional), ambas as baterias
seguem 0 mesmo procedimento de instalagéo e remog&o.

Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Desblogueie a bateria [1] e deslize a trava ao longo do entalhe para desengatar o mecanismo de travamento.
3. Force o ponto de recesso [2] e deslize a bateria para frente [3] para remové-la do computador.
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Instalar as baterias

1. Deslize a bateria no compartimento de bateria para alinhar os contatos da bateria [1] com uma no computador.
2. Pressione a borda da bateria [2] para engatar os mecanismo de trava e bloquear a bateria [3].

3. Siga o procedimento descrito em Apods trabalhar na parte interna do computador.

@ NOTA: Este laptop pode acomodar duas baterias com capacidade de troca a quente (priméria e opcional), ambas as baterias
seguem o mesmo procedimento de instalacdo e remoc&o.
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Suporte do SSD principal

Remover o suporte do SSD principal

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
A tentativa de recuperar o suporte do SSD principal de um computador operacional pode causar falha no
sistema operacional e perda de dados em potencial.

2. Remova: as baterias.
3. Pressione a trava [1] e abra a porta de E/S direita [2].

4. Solte o suporte do SSD deslizando a trava de liberagéo do disco rigido azul [1] para a direita.
B. Deslize o suporte do SSD para fora do computador usando a aba azul [2] para fora do computador.
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Instalar o suporte do SSD principal

1. Insira o suporte do SSD principal no computador.
2. Empurre o suporte no slot até que a aba azul trave.

3. Feche a porta de E/S direita [1] e pressione a porta até que a trava [2] se encaixe na posigdo de travamento.

64 Como remover e instalar componentes



4. Instale: as baterias
5. Siga o procedimento descrito em Apds trabalhar na parte interna do computador.

SSD

Remover o SSD do suporte

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:
a. Baterias.
b. SSD(principal).
3. Remova os dois parafusos 'M2*5' [1] e vire o suporte do SSD [2].
4. Remova o parafuso simples 'M2*5' [3] e separe a tampa do suporte do SSD [4].

| 3% |
Q > > B

B

5. Separe 0 SSD e a placa intermediaria [1] da bandeja do suporte do SSD.

6. Vire o conjunto [2] e desconecte o SSD da placa intermediéria [3].
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Instalar o SSD no suporte

1. Conecte o0 SSD a placa intermediéaria [1], vire [2].
2. Instale o SSD com a placa intermediaria na bandeja do suporte do SSD pré-montado com a nova almofada térmica [3].

=

3. Instale a tampa [1] no suporte do SSD e instale o parafuso 'M2*5' [2].
4. Vire o suporte do SSD [3] e aperte os dois parafusos 'M2*5' [4] que prendem a tampa ao suporte do SSD.

B. Instale:
a. SSD(principal).
b. Baterias
6. Siga o procedimento descrito em Apds trabalhar na parte interna do computador.

Tampa do chassi inferior

Remover a tampa do chassi inferior

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:
a. Baterias.
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3. Abra a porta de E/S esquerda e traseira [1] e solte os dois parafusos 'M2.5%6' [2] no espago de E/S traseiro.

4. Remova os 17 parafusos 'M2.5*5' na tampa do chassi inferior [1] € remova a tampa do chassi inferior [2] do computador.

Instalar a tampa do chassi inferior

1. Instale a tampa do chassi inferior sobre a base inferior [1] do computador.
2. Instale os 17 parafusos 'M2.5*5' na tampa do chassi inferior.
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3. Aperte os dois parafusos 'M2.5*6' [1] no espago de E/S traseiro e feche as portas de E/S traseira e esquerda [2].

4. Instale:
a. Baterias
B. Siga o procedimento descrito em Apds trabalhar na parte interna do computador.
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Teclado

Como remover o teclado

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova: as baterias.
3. Remova os seis parafusos 'M2.5*5' no teclado [1] e force na borda inferior do teclado [2].

5. Remova os quatro parafusos 'M2*3' [1] sobre a tampa do teclado e remova-a do computador [2].
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6. Retire a fita do teclado e o FPC de luz de fundo [1] e desligue-o da placa de sistema [2].

@l NOTA: Pincas podem ser necessérias para acessar os conectores FPC do teclado e da luz de fundo na placa do sistema.

7. Separe o teclado do sistema [3].

Como instalar o teclado

1. Instale o teclado [1] e conecte o teclado e o FPC de luz de fundo a placa de sistema [2].
2. Proteja as conexdes FPC do teclado e da luz de fundo usando uma fita de isolamento [3].
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3. Instale a tampa do teclado [1] e aperte os quatro parafusos 'M2*3' [2] para prendé-lo ao chassi.
4. Vire o teclado [3] no chassi [3].

B. Deslize o teclado em dire¢&o ao LCD [1] para alinha-lo com os orificios de parafuso [2].
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6. Instale os seis parafusos 'M2.5*%5' no teclado para fix4-lo ao computador.

7. Siga o procedimento descrito em Apods trabalhar na parte interna do computador.

placa WWAN

Como remover a placa WWAN

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:

a. Baterias
b. Tampa do chassi inferior

3. Remova o parafuso simples 'M2*3' [1], remova o suporte de metal [2] na placa WWAN.
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4. Desconecte 0s cabos da antena [3] e remova a placa WWAN [4] do slot M.2 na placa de sistema.

Como instalar a placa WWAN

1. Instale a placa WWAN no slot M.2 [1] na placa de sistema e conecte os cabos da antena [2].

2. Fixe a placa WWAN usando o suporte de metal [3] e aperte o parafuso simples M2.3 [4] que prende a placa WWAN a placa de
sistema.

3. Instale:
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a. Tampa do chassi inferior
b. Baterias

4. Siga o procedimento descrito em Apods trabalhar na parte interna do computador.

placa WLAN

Como remover a placa WLAN

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:
a. Baterias
b. Tampa do chassi inferior
3. Remova o parafuso simples 'M2*3' [1] e remova o suporte de metal [2] na placa WLAN.
4. Desconecte 0s cabos da antena [3] e remova a placa WLAN do slot M.2 [4] na placa de sistema.

Como instalar a placa WLAN

1. Instale a placa WLAN no slot M.2 [1] na placa de sistema e conecte os cabos da antena [2].
2. Cologue o suporte de metal na placa WLAN [3] e fixe-o usando o parafuso 'M2*3' [4].
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3. Instale:

a. Baterias
b. Tampa do chassi inferior

4. Siga o procedimento descrito em Apos trabalhar na parte interna do computador.

Sistema de posicionamento global (GPS)

Remover o médulo GPS

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:

a. Baterias
b. Tampa do chassi inferior
c. Placade E/S traseira

3. Retire os cabos auxiliares [1] para WLAN e WWAN e desconecte o cabo da antena [2] no mddulo de GPS.
4. Retire os cabos da antena principais [3] e solte o parafuso simples 'M2.5*5' [4] para separar o suporte RF [5] da placa de sistema.
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B. Retire a fita condutora no conector FPC do GPS [1] e desconecte o conector FPC do GPS [2] do médulo de GPS.
6. Remova os dois parafusos 'M2.5*5' [3] e separe o médulo de GPS [4] da placa de sistema.

Instalar o moédulo GPS

1. Alinhe e coloque o médulo de GPS na placa de sistema e aperte os dois parafusos 'M2.5*%5" no médulo de GPS [2].
2. Conecte o GPS FPC(lateral da placa de sistema primeiro) [3] e prenda-o usando uma fita [4].
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3. Instale o suporte de RF [1] na placa de sistema e prenda-o usando o parafuso 'M2.5*5’ [2].
4. Encaminhe os cabos auxiliares para placas WLAN e WWAN através do suporte de RF [3].
B. Ligue o cabo da antena [4] ao mddulo GPS e passe os cabos da antena principal [5] através do suporte de RF.

6. Instale:
a. Placa de E/S traseira
b. Tampa do chassi inferior
C. Baterias
7. Siga o procedimento descrito em Apods trabalhar na parte interna do computador.
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Modulos de memoria

Como remover a memoria

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:

a. Baterias
b. Tampa do chassi inferior

3. Puxe os clipes que prendem o médulo de meméria [1] até que o soquete desengate e remova 0 mddulo de memodria do soquete de
memoria [2] na placa de sistema.

Como instalar a memoria

1. Alinhe e insira 0 médulo de meméria ao longo do entalhe com formato especial [1] em angulo agudo e pressione 0 mddulo de memdria
[2] até que os clipes de fixag&o se encaixem.
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2. Instale:

a. Baterias
b. Tampa do chassi inferior
3. Siga o procedimento descrito em Apos trabalhar na parte interna do computador.

Bateria de célula tipo moeda

Remover a célula tipo moeda

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:

a. Tampa do chassi inferior
b. Baterias

3. @ NOTA: A remog&o ou desconex&o da célula tipo moeda pode redefinir a placa de sistema/BIOS/horério do sistema para os
padrdes ou acionar o blogueador de bits ou outros dispositivos de protocolo de seguranca semelhantes.

Desconecte o conector de célula tipo moeda da placa de sistema [1] e remova-o do sistema [2].
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Instalar a célula tipo moeda

1. Instale a célula tipo moeda [1] e conecte o conector da célula tipo moeda a placa de sistema [2].

2. Instale:
a. Tampa do chassi inferior
b. Baterias
3. Siga o procedimento descrito em Apos trabalhar na parte interna do computador.
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Conjunto do ventilador do dissipador de calor do PCle

Remover o conjunto do ventilador do dissipador de calor do PCle

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:

a. Baterias
b. Tampa do chassi inferior
3. Desconecte o cabo do ventilador [1], solte os quatro parafusos 'M2*3' da caixa do ventilador [2].

4. Solte os sete parafusos 'M2.5*5' [1] do canal do dissipador de calor e remova o conjunto do dissipador de calor do PCle do
computador [2].

5. Remova os quatro parafusos M2*3 [1] para separar o dissipador de calor do ventilador [2].
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Instalar o conjunto do ventilador do dissipador de calor do PCle

1. Substitua o ventilador no conjunto do dissipador de calor [1] e prenda-o usando os quatro parafusos M2*3 [2].
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2. Instale o conjunto do dissipador de calor do PCle [1] no computador e instale os sete parafusos 'M2.5*5' no canal do dissipador de
calor [2].

3. Aperte os trés parafusos 'M2*3' na caixa do ventilador [1] e conecte o cabo do ventilador [2].
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4. Instale:
a. Tampa do chassi inferior
b. Baterias
5. Siga o procedimento descrito em Apods trabalhar na parte interna do computador.

Trilho principal do SSD

Remover o trilho do SSD principal

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:

a. Baterias

b. SSD

¢. Tampa do chassi inferior

d. Conjunto do dissipador de calor do PCle

3. Retire a fita condutora no conector FPC do SSD [1] na placa de sistema e desconecte-o [2].
4. Remova os 4 parafusos 'M2*3' [3] e remova do computador [4].
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Instalar o trilho principal do SSD

1. Instale o trilho principal do SSD na placa de sistema [1] e conecte o conector FPC do SSD a placa de sistema [2].

2. Prenda a conexao FPC usando uma fita [3] e instale os quatro parafusos 'M2*3' [4] fixando-a a placa de sistema.

3. Instale:

a.
b.
c.
d.

Conjunto do ventilador do dissipador de calor do PCle
Tampa do chassi inferior

SSD

Baterias

4. Siga o procedimento descrito em Apos trabalhar na parte interna do computador.
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Montagem da porta de acoplamento

Remover o conjunto da porta de acoplamento

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:
a. Baterias
b. Tampa do chassi inferior
¢. Conjunto do dissipador de calor do PCle
3. Retire a fita que prende o FPC de ancoragem [1] e desconecte o FPC de ancoragem [2].

4. Desconecte os cabos das antenas dos conectores de passagem RF [1] e retire os cabos das antenas [2] dos canais de roteamento no
conjunto de acoplamento.
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B. Remova os dois parafusos 'M2.5*5' [1] e separe o conjunto da placa de acoplamento do chassi [2].

Instalar o conjunto da porta de acoplamento

1. Instale o conjunto da porta de acoplamento [1] e instale os dois parafusos 'M2.5*5' [2] prendendo-o a placa de sistema.

2. Conecte o FPC de ancoragem [1] e prenda-o usando uma fita [2].
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3. Prenda os cabos da antena ao longo dos canais de roteamento [1] e conecte os cabos da antena nos conectores de passagem RF [2].

4. Instale:
a. Conjunto do dissipador de calor do PCle
b. Baterias
¢. Tampa do chassi inferior
B. Siga o procedimento descrito em Apds trabalhar na parte interna do computador.
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Conjunto do dissipador de calor

Remover o conjunto do dissipador de calor

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:

Baterias

Tampa do chassi inferior

placa WLAN

placa WWAN

Conjunto do ventilador do dissipador de calor do PCle

Conjunto da porta de ancoragem

~o o0 0o

3. @ NOTA: Dependendo dos detalhes de configuragéo do pedido, o sistema pode ter um dos conjuntos de dissipadores de calor.

Conjunto do

dissipador de calor DSC

Retire os cabos da antena das abas no canal do dissipador de calor.
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4. Remova os cinco parafusos 'M2.5*5' [1] e os dois parafusos 'M1.6*5' [2] do médulo térmico.
B. Levante o conjunto do dissipador de calor do computador [3].

@l NOTA: Bases discretas e UMA tém diferentes tipos de montagem de dissipador de calor.

Instalar o conjunto do dissipador de calor

1. Instale o conjunto do dissipador de calor [1] no computador e aperte os dois parafusos de montagem 'M1.6*5' [2] proximos a CPU.
2. Instale os cinco parafusos integrados 'M2.5*5' [3] no médulo térmico que prendem o médulo térmico a placa de sistema.
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3. Passe os cabos da antena através do canal de roteamento no canal do dissipador de calor.

4. Instale:
a. Conjunto da porta de ancoragem

b. Conjunto do dissipador de calor do PCle
c. placa WWAN

d. placa WLAN

e. Tampa do chassi inferior

f. Baterias

5. Siga o procedimento descrito em Apds trabalhar na parte interna do computador.
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Placa de E/S traseira

Remover a placa de E/S traseira

1. Execute os procedimentos descritos em Antes de trabalhar na parte interna do computador.

NOTA: Uma chave de soquete de 5 mm deve ser usada para remover/instalar os parafusos de cabeca localizados no espago de
E/S traseiro.

2. Remova a/o:

Baterias

placa WLAN

Cartdo WWAN

Conjunto do ventilador do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de ancoragem

Tampa do chassi inferior

~o Qo000

As localizacdes dos parafusos epoxidicos abaixo exigem atencao adicional. Esses parafusos sao dificeis de
remover e podem ocorrer danos durante o processo de remocdo. Para evitar danos a parafusos e itens plasticos ao
redor deles, use a chave de fenda correta para cada parafuso .

3. Solte os dois parafusos de montagem epoxidicos na porta serial no espago de E/S traseiro [1].
4. Descole a fita condutora no conector FPC da placa de E/S [2] e desconecte-o [3] da placa de sistema.

B. Solte os trés parafusos 'M2.5*5' [1] e levante a placa de E/S para remové-la do sistema [2].
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Instalar a placa de E/S traseira

1. Instale a placa de E/S traseira na placa de sistema e deslize a porta serial através da placa de face [1].
2. Prenda a placa de E/S usando trés parafusos 'M2.5*%5' [2].

3. Aperte os dois parafusos de montagem epoxidicos na porta serial [1] no espago de E/S traseiro.
4. Conecte o FPC da placa de E/S [2] a placa de sistema e, em seguida, a placa de E/S em si [3] e prenda-o usando uma fita [3].
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5. Instale:

a. Conjunto da porta de ancoragem
b. Conjunto do ventilador do dissipador de calor do PCle
c. Placa WWAN

d. placa WLAN

e. Tampa do chassi inferior

f. Baterias

6. Siga o procedimento descrito em Apds trabalhar na parte interna do computador.

Tampas de dobradica

Remover as tampas das dobradicas

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:

a. Baterias
b. Tampa do chassi inferior
¢. Dissipador de calor
8. Remova os dois parafusos ‘M2.5*5" em ambos os lados [1] e levante para remover os suportes [2] do computador.
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4. Pressione a trava [1] e abra a tampa do LCD [2].

B. Segure a tampa do LCD em um angulo obtuso e empurre as tampas da dobradi¢a da extremidade traseira para remové-la do
computador.
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Instalar as tampas das dobradicas

1. Pressione a trava [1] e abra a tampa do LCD [2].

2. Mantenha a tampa do LCD aberta em um angulo obtuso e insira as tampas da dobradica da frente até encaixar no lugar.
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3. Coloque os suportes [1] e prenda-o usando dois parafusos 'M2.5*%5' em ambos os lados [2].

4. Instale:
a. Dissipador de calor
b. Tampa do chassi inferior
c. Baterias
B. Siga o procedimento descrito em Apds trabalhar na parte interna do computador.
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Conjunto da tela

Remover o conjunto da tela

1. Execute os procedimentos descritos em Antes de trabalhar na parte interna do computador.

2. Removaa/o:

a.

T@-0oao0oCT

Baterias

Tampa do chassi inferior

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de ancoragem

placa WLAN

Cartao WWAN

Modulo GPS

Conjunto do dissipador de calor
Tampas de dobradica

3. Remova os dois parafusos 'M2*3' [1] no suporte EDP e vire-o de cabeca para baixo [2].

4.

As localizacdes dos parafusos epoxidicos abaixo exigem atencdo adicional. Esses parafusos sao dificeis de
remover e podem ocorrer danos durante o processo de remocdo. Para evitar danos a parafusos e itens plasticos ao
redor deles, use a chave de fenda correta para cada parafuso .

Puxe e desconecte o cabo EDP da placa de sistema [3] e remova os dois parafusos epoxidicos 'M2*3' [4] que prendem as dobradicas
ao conjunto da base [5].

5. Abra a tampa do LCD.
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6. A CUIDADO: As localizacdes dos parafusos epoxidicos abaixo exigem atencéo adicional. Esses parafusos séo dificeis de
remover e podem ocorrer danos durante o processo de remocdo. Para evitar danos a parafusos e itens plasticos ao
redor deles, use a chave de fenda correta para cada parafuso .

Solte os dois parafusos epoxidicos nas dobradigas [1] € os para separar o conjunto do LCD do computador [2].
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Como instalar o conjunto da tela

1. Instale o conjunto da tela ao longo das dobradigas em um angulo obtuso [1] e instale os dois parafusos epoxidicos no lado esquerdo [2]
e no lado direito [3].
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2. Instale os dois parafusos epoxidicos 'M2*3' que prendem as dobradigas ao conjunto da base [1] e rosqueie novamente os cabos das
antenas [2].

3. Conecte o cabo EDP [3] a placa de sistema e coloque o suporte EDP sobre o cabo [4].

4. Instale os dois parafusos 'M2*3' [5] que prendem o suporte EDP a placa de sistema.

5. Instale:
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Tampas de dobradica

Dissipador de calor

Placa GPS

placa WLAN

Placa WWAN

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de ancoragem
Tampa do chassi inferior

i. Baterias

T@ o0 oo

6. Siga o procedimento descrito em Apds trabalhar na parte interna do computador.

Painel do LCD e conjunto da tampa traseira

Remover o LCD com o painel e conjunto da tampa traseira da tela

1. Execute os procedimentos descritos em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i

3. Solte os 12 parafusos 'M2.5' da tampa traseira.
®

Baterias

Tampa do chassi inferior

placa WLAN

Cartdo WWAN

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de ancoragem
Dissipador de calor

Tampas de dobradica

. Montagem da tela

4. As localizacdes dos parafusos epoxidicos abaixo exigem atencao adicional. Esses parafusos sao dificeis de
remover e podem ocorrer danos durante o processo de remocdo. Para evitar danos a parafusos e itens plasticos ao
redor deles, use a chave de fenda correta para cada parafuso .

Remova os quatro parafusos epoxidicos 'M2.5' que fixam o painel a tampa traseira [1] e faga uma alavanca na borda inferior para
separar os dois subcomponentes [2].
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5. Retire a fita nas conexdes do LCD [1] e abra o conector [2] para desconectar o cabo EDP [3] do LCD.
6. Retire a fita reflexiva [4] no painel do LCD e o conector de toque [5] e desconecte o cabo da placa [6].

Instalar o LCD com o painel e conjunto da tampa traseira da tela

1. Substitua o cabo EDP [1] no conector LCD e feche o atuador [2].
2. Prenda o conector usando um pedago de fita [3] e cole a fita refletora no visor[4] .
3. Conecte o cabo controlador de toque [5] e use fita isoladora no conector [6].
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4. Alinhe e coloque o painel na tampa traseira [1] e prenda-o usando os quatro parafusos epoxidicos M2.5 [2].
L

B. Instale os 12 parafusos 'M2.5' para prender a tampa traseira no LCD com o conjunto do painel.
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6. Instale:

o

Conjunto da tela.

Tampas de dobradica

Dissipador de calor

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de ancoragem

Placa WWAN

placa WLAN

Tampa do chassi inferior

Baterias

“T@ e Qa00T

7. Siga o procedimento descrito em Apods trabalhar na parte interna do computador.

Microfone

Remover o microfone

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:

Baterias

Tampa do chassi inferior

Memoria

placa WLAN

placa WWAN

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de ancoragem
Dissipador de calor

Tampas de dobradica

Conjunto da tela.

Painel do LCD e conjunto da tampa traseira.

o

T T SQ 000

3. Retire a fita que segura a placa auxiliar do microfone [1] e remova os dois parafusos 'M2*3' [2] para virar a placa auxiliar [3] para baixo.
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In

1.

106

stalar o microfone

Conecte o cabo EDP a placa filha do microfone [1] e prenda-o usando uma fita [2].
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2. Vire a placa filha do microfone na tampa traseira [1] e aperte os dois parafusos 'M2*3' [2].

3. Prenda a placa filha do microfone usando uma fita reflexiva em ambos os lados [3] na tampa traseira do LCD.

4, Instale:

o

T TQ e a0 0T

LCD com conjunto do painel.

Conjunto da tela.

Tampas de dobradica

Dissipador de calor

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de ancoragem

placa WWAN

placa WLAN

Tampa do chassi inferior

Baterias
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B. Siga o procedimento descrito em Apods trabalhar na parte interna do computador.

Camera

Como remover a camera

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.

2. Remova a/o:

o

XT T SQ o000

Baterias

Tampa do chassi inferior

Memoria

placa WLAN

placa WWAN

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de ancoragem
Dissipador de calor

Tampas de dobradica

Conjunto da tela.

Painel do LCD e conjunto da tampa traseira.

3. Retire a fita reflexiva [1] no médulo da cAmera e a fita de isolamento que prende o cabo EDP [2] ao mddulo da cdmera.

4. Desconecte o cabo EDP do médulo da cdmera [3] e remova os dois parafusos 'M2*3' [4].

B. Levante o médulo da cdmera para longe da tampa traseira [5] para remové-lo do computador.

AN AN

Nao toque na lente da camera com fusivel no LCD com a montagem do painel.

Como instalar a camera

1. Instale o médulo da cadmera [1] na tampa traseira € instale os dois parafusos ‘M2*3’. parafusos [2]

2. Conecte o cabo EDP ao médulo da camera [ 3], cole uma fita de isolamento [4] nos conectores EDP.

3. Prenda o mddulo da cdmera na tampa traseira usando uma fita reflexiva [5].
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4, Instale:

o

LCD com conjunto do painel
Conjunto da tela.
Tampas de dobradica
Dissipador de calor
Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de ancoragem
placa WWAN
placa WLAN
Tampa do chassi inferior
j. Baterias
5. Siga o procedimento descrito em Apods trabalhar na parte interna do computador.

—T@ e Q0T

Compartimento da bateria

Remover o compartimento da bateria

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:

a. Baterias
b. Tampa do chassi inferior
¢. Conjunto do dissipador de calor do PCle

3. Tenha extremo cuidado ao remover o cabo devido ao espaco muito limitado. O cabo pode ser facilmente
esmagado ou dobrado sofrendo assim danos.

Desconecte ambas as conexdes da bateria da placa de sistema.
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4. Remova os cinco parafusos 'M2.5*5' [1] e os nove parafusos 'M2.5*3' [2] que prendem o compartimento da bateria ao chassi e
levante para separar o compartimento da bateria [3] do computador.

Instalar o gabinete da bateria

1. Instale o compartimento da bateria [1] no computador e aperte os cinco parafusos 'M2.5*5' [2] e nove parafusos 'M2.5*3' [3] que o
prendem ao chassi.
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2. Conecte os cabos da bateria a placa de sistema.

3. Instale:

a. Conjunto do dissipador de calor do PCle
b. Baterias
¢. Tampa do chassi inferior

4. Siga o procedimento descrito em Apos trabalhar na parte interna do computador.

Placa de 170 esquerda

Remover a placa filha de E/S esquerda

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
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2. Remova a/o:
a. Baterias
b. Tampa do chassi inferior
¢. Conjunto do ventilador do dissipador de calor do PCle
d. Compartimento da bateria

3. Retire a fita [1] e desconecte o conector FPC da placa filha de E/S esquerda [2] da placa de sistema.
4. Desconecte o cabo do alto-falante da placa filha de E/S esquerda [3].

Instalar a placa de E/S esquerda

1. Instale a placa filha de E/S esquerda [1] e prenda-a usando os dois parafusos 'M2*3' [2] ao computador.
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2. Conecte o FPC a placa de sistema [1] e prenda-o usando uma fita isolante [2].
3. Conecte o cabo do alto-falante a placa filha de E/S esquerda [3].

4. Instale:

a. Compartimento da bateria

b. Conjunto do ventilador do dissipador de calor do PCle
¢. Tampa do chassi inferior

d. Baterias

5. Siga o procedimento descrito em Apds trabalhar na parte interna do computador.
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Cartao inteligente

Como remover o leitor de cartao inteligente

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:

a. Baterias

b. Tampa do chassi inferior

¢. Conjunto do dissipador de calor do PCle

d. Compartimento da bateria

3. Remova a fita do conector do leitor de cart&o inteligente [1] e desconecte-o [2] da placa USH.
4. Remova a fita do conector do leitor de impressao digital [3] e desconecte-o da placa USH [4].

5. Remova os dois parafusos 'M2*3' [1] que prendem a placa USH a base inferior e vire-a com o lado para baixo [2].
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7. Solte os quatro parafusos 'M2*3' [1] e remova o leitor de cart&o inteligente [2] do computador.
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Como instalar o leitor de cartao inteligente

1. Insira o leitor de Smart Card através da placa frontal de E/S [1] e instale os quatro parafusos '‘M2*3' para prendé-lo ao chassi inferior

[2].

2. Conecte o FPC do cartao inteligente na parte inferior da placa USH [1] e prenda-o usando uma fita [2].
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3.

4. Conecte o conector do leitor de impressoes digitais [1] e fixe-o com uma fita [2].
B. Conecte o conector do leitor de cartdo inteligente [3] a placa USH e prenda-o usando uma fita [4].
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6. Instale:

a. Compartimento da bateria
b. Conjunto do dissipador de calor do PCle
c. Tampa do chassi inferior
d. Baterias
7. Siga o procedimento descrito em Apods trabalhar na parte interna do computador.

Alto-falante

Como remover o alto-falante

1. Siga o procedimento descrito em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:

Baterias

Tampa do chassi inferior

Conjunto do dissipador de calor do PCle

Placa filha de E/S esquerda

Compartimento da bateria

a0 oTo

8. Remova os dois parafusos ‘M2.5*7' [1] e remova o alto-falante do computador [2].

18 Como remover e instalar componentes



Como instalar o alto-falante

1. Alinhe e cologque os alto-falantes [1] no computador € instale os dois parafusos 'M2.5*7' para fixar o alto-falante na base [2].

2. Instale:
a. Compartimento da bateria
b. Placa filha de E/S esquerda
¢. Conjunto do dissipador de calor do PCle
d. Conjunto da porta de ancoragem
e. Tampa do chassi inferior
f. Baterias
3. Siga o procedimento descrito em Apos trabalhar na parte interna do computador.
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Placa de sistema

Remover a placa de sistema

@ NOTA: Este sistema n&o pode ser desmontado mais. Para acessar os componentes subjacentes, substitua o conjunto da base
conforme os detalhes do pedido.

1. Execute os procedimentos descritos em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Remova a/o:

Baterias

Tampa do chassi inferior

Teclado

Conjunto do dissipador de calor do PCle
Conjunto da porta de ancoragem

SSD principal

Dissipador de calor

Memoéria

placa WLAN

Cartao WWAN

Modulo GPS

I. Trilho do SSD principal

m. Compartimento da bateria

n. Placade E/S traseira

o

X TS 000

3. Retire a fita [1] e desconecte o conector do touch pad da placa de sistema [2].

4. Retire a fita [1] e remova o cabo FPC da placa de E/S traseira [2] da placa de sistema.
5. Retire a fita [3] e remova o cabo do LED indicador da bateria [4] da placa de sistema.
6. Retire a fita [5] e remova o conector FPC da placa de acoplamento [6] da placa de sistema.
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8. Retire a fita [1] e desconecte o cabo do botéo de alimentacéo [2].

9. Retire a fita [3] para desconectar a placa USH e o cabo do touch pad [4] da placa de sistema.
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10. Remova os dois parafusos 'M2*3' [1] e remova o suporte EDP [2] da placa de sistema.
1. Remova o cabo EDP usando a etiqueta preta de puxar [3] e desconecte o cabo de entrada CC [4] da placa de sistema.

12. As localizacdes dos parafusos epoxidicos abaixo exigem atencéo adicional. Esses parafusos sao dificeis de
remover e podem ocorrer danos durante o processo de remocéo. Para evitar danos a parafusos e itens plasticos ao
redor deles, use a chave de fenda correta para cada parafuso .

Remova os dois parafusos de montagem epoxidicos no espaco de E/S traseiro [1].
13. Remova os dois parafusos 'M2.5*5' e os dois parafusos 'M1.6*3.0' [2] para remover o suporte USB Tipo C [3] da placa de sistema.
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14. Remova os oito parafusos 'M2.5*5' [1] e o parafuso simples 'M2*3' [2] na placa de sistema e remova a placa de sistema do chassi [3].
1 1

-

Instalar a placa de sistema

1. Instale a placa de sistema inserindo a porta serial na placa de sistema através do chassi [1] e instale os oito parafusos 'M2.5*5' [2] e 0
parafuso simples 'M2*3' [3] na placa de sistema.
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2. Instale os dois parafusos de montagem epoxidicos na porta serial da placa de sistema [1].
3. NOTA: Ao instalar a placa de sistema, os técnicos devem garantir que os cabos da bateria (19 e 22 bateria) e os cabos do FPC

(FPC de E/S esquerdo e FPC do leitor de ExpressCard) n&o fiquem presos sob a placa de sistema.

Instale o suporte USB Tipo C [2] e prenda-o com dois parafusos 'M2.5*5' e dois parafusos ‘M1.6*3.0’ na placa de sistema [3].

4. Instale o cabo EDP [1] e cologue o suporte de metal [2] no conector EDP na placa de sistema.

5. Instale os dois parafusos 'M2*3' [3] prendendo a placa de sistema e conecte o cabo da entrada de alimentagéo CC [4] na placa de
sistema.
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6. Conecte o cabo do botéo liga/desliga [1] e prenda-o usando uma fita [2].
7. Conecte a placa USH e os cabos do touch pad [3] a placa de sistema e prenda-a usando um pedaco de fita [4].

8. Conecte o cabo FPC da placa de E/S esquerda [1] e prenda usando uma fita [2].
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9. Conecte o cabo FPC da placa de E/S traseira [1] e prenda-o usando uma fita [2].
10. Conecte o cabo do LED indicador de bateria [3] e prenda-o usando uma fita [4].
1. Conecte o conector FPC de encaixe [5] e prenda-o usando uma fita [B].

12. Conecte os conectores do touch pad na placa de sistema [1] e prenda-o usando uma fita [2].
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13. Instale:
Placa de E/S traseira
Compartimento da bateria
Trilho do SSD principal
Modulo GPS
Placa WWAN
placa WLAN
Memoria
Dissipador de calor
SSD principal
Conjunto da porta de ancoragem
Conjunto do dissipador de calor do PCle
Teclado

. Tampa do chassi inferior
Baterias

53T AT T TQ@ A0 Q2000

14. Siga o procedimento descrito em Apds trabalhar na parte interna do computador.

Conjunto da base inferior

1. Execute os procedimentos descritos em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
2. Para substituir o conjunto da base inferior, remova os seguintes componentes da base antiga:

o

Alca

Portas travadas
Baterias

SSD principal

Tampa do chassi inferior
Teclado

Placa WWAN

placa WLAN

Modulo GPS

Memodria

T TQ e Q00T
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Célula tipo moeda

Conjunto do dissipador de calor do PCle
. Trilho do SSD principal

Conjunto da porta de ancoragem

Conjunto do dissipador de calor

Placa de E/S traseira

Conjunto da tela

Trilho do SSD principal

Compartimento da bateria

Placa de |I/0 esquerda

Cartéo inteligente

Placa de sistema

SEfoe QDO 3—F

3. Reconecte:

e Botdo liga/desliga

Alto-falantes

Cabo de entrada de alimentagédo CC
Placa de USH

Touchpad

@ NOTA: Veja os detalhes do pedido para determinar as especificidades exatas dos subcomponentes definidos no conjunto do
chassi inferior.

4. Instale os seguintes componentes na nova base:
Placa de sistema
Cartéo inteligente
Placa de /0 esquerda
Compartimento da bateria
Trilho do SSD principal
Conjunto da tela
Placa de E/S traseira
Conjunto do dissipador de calor
Conjunto da porta de ancoragem
Trilho do SSD principal
Conjunto do dissipador de calor do PCle
Célula tipo moeda
. Memodria
Modulo GPS
placa WLAN
Placa WWAN
Teclado

QT OS3I AT TSQ@ A0 Q00D
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r. Tampa do chassi inferior
s. SSD principal

t. Baterias

u. Portas travadas

v. Alga

5. Siga o procedimento descrito em Apds trabalhar na parte interna do computador.
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Diagnéstico

Este capitulo detalha os recursos de solugéo de problemas incorporados para diagnosticar os sistemas Dell. Ele também lista as instrugdes
de chamada junto com as informagdes relacionadas para cada método de diagndstico.

Topicos:

¢ Diagnostico ePSA

e Autoteste integrado de LCD (BIST)
¢ Luzes de status da bateria

e LED de diagnostico

¢ Ligue a energia Wi-Fi

. BIOS Recovery

¢ Como atualizar o BIOS

e Self-Heal

Diagnéstico ePSA

O diagnéstico ePSA (também chamado de diagndéstico de sistema) executa uma verificagdo completa do seu hardware. O ePSA é
incorporado ao BIOS e executado internamente pelo BIOS. O diagnéstico de sistema incorporado fornece um conjunto de opgdes para
determinados dispositivos ou grupos de dispositivos que permite:

e [Executar testes automaticamente ou em um modo interativo

e Repetir testes

e Exibir ou salvar os resultados dos testes

e [Executar testes abrangentes de forma a introduzir opgdes de testes adicionais para fornecer informagdes suplementares sobre o(s)
dispositivo(s) com falha

Exibir mensagens de status que informam se os testes foram concluidos com éxito

Exibir mensagens de erro que informam sobre os problemas encontrados durante a realizagdo dos testes

@ NOTA: A janela Enhanced Pre-boot System Assessment (Avaliagdo de pré-inicializagdo do sistema ePSA) € exibida, mostrando
todos os dispositivos detectados no computador. O diagnéstico inicia a execucéo dos testes em todos os dispositivos detectados.

Como executar o diagnostico ePSA

Chame o diagnéstico por meio de qualquer um dos métodos sugeridos abaixo:
e Clique em F12 no teclado, conforme a tela inicial da Dell for exibida, até receber a mensagem Diagnostic Boot Selected
(inicializacado de diagnéstico selecionada).
o Na tela do menu de inicializagdo Unica, use as teclas de seta para cima/para baixo para selecionar a opgdo Diagnostics
(Diagnéstico) e, em seguida, pressione Enter.

e Pressione e mantenha pressionada a tecla Function (Fn) no teclado e pressione o Botéao liga/desliga no sistema.

Interface do usuario do ePSA

Esta secdo contém informacdes sobre a tela basica e avangada do ePSA 3.0.

O ePSA abre a tela basica na inicializagéo. Vocé pode alternar para a tela avangada usando o icone de seta na parte inferior da tela. A tela
avangada mostra os dispositivos detectados na coluna a esquerda. Testes especificos podem ser incluidos ou excluidos somente no modo
interativo.

Tela basica do ePSA

A tela basica tem os controles minimos que permitem uma navegacgao facil para o usuario iniciar ou parar o diagnéstico.
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Serce Tag

Tela avancada do ePSA

A tela avangada permite testes mais direcionados e contém mais informacgdes detalhadas sobre a integridade geral do sistema. O usuario
pode chegar a esta tela apenas passando o dedo para a esquerda nos sistemas com tela sensivel ao toque ou clicar no botdo de pagina
seguinte no canto esquerdo inferior da tela bésica.
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Para executar testes em um dispositivo especifico ou para executar um teste
especifico

1. Para executar um teste de diagndstico em um dispositivo especifico, pressione Esc e clique em Yes (Sim) para interromper o teste de
diagndstico.

2. Selecione o dispositivo no painel esquerdo e clique em Run Tests (executar testes) ou use Advanced Option (opcédo avancada)
para incluir ou excluir qualquer teste.

Mensagens de erro do ePSA

Quando o diagndéstico Dell do ePSA detecta um erro enquanto executa, o teste serd pausado e a seguinte janela é exibida:
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Memory errors detected, but successfully resolved. Location: DIMB A

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell. comfdiagnostics or with technical support. Use a mobile device to
scan the QR code to continue troubleshooting.

0 Semice Tag BIOS T39
Error Code @ 20000121 [‘};
Walidation : G6649

Continue testing?

veo| [ (ke (X

e Ao responder Yes (sim), o diagndstico continuara testando o dispositivo seguinte e os detalhes do erro ficardo disponiveis no relatorio
de resumo.
Ao responder No (ndo), o diagndstico parara de testar os dispositivos n&o testados restantes.
Ao responder Retry (tentar novamente), o diagndstico ignorard o erro e executard novamente o Ultimo teste.

Capture o cédigo de erro com o Validation code (cédigo de validagéo) ou Scan QR code (leia o cédigo QR) e entre em contato com a Dell

O, %

NOTA: Como parte do novo recurso, 0 usuario agora pode suprimir o cédigo de erro sonoro quando houver um erro, clicando no ‘
na parte direita inferior da janela de erro.

@ NOTA: Alguns testes para dispositivos especificos exigem interacdo do usuario. N&o se esquega de sempre estar presente na frente
do computador quando os testes de diagndstico forem executados.

Ferramentas de validacao

Esta segdo contém informagdes sobre como validar os cédigos de erro PSA, ePSA e SupportAssist ePSA.

A verificag&o de codigo de erro pode ser feita usando os dois métodos a seguir:

e Ferramenta de validagéo de avaliagdo aprimorada de pré-inicializagédo do sistema.
e |eitura de QR usando o QR APP no smartphone.

Ferramenta on-line e integrada do SupportAssist de validacdo dos cédigos de
erro de diagnostico, ePSA ou PSA.

Guia de uso

1. Usuario para obter informacdes de janelas de erro do SupportAssist.
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Hard Drwve - Mo Hard Drive detected

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell.comidiagnostics or with technical support. Ulse a mobila dewice to
scan the OR code to continve troubleshooting.

Semice Tag . B105 0.4.1
Emor Code : 200040141
Walidation : 125870

Confinue testing?

Yoo [ Mo J[ Rey | (0

2. Navegue até https://www.dell.com/support/diagnose/Pre-boot-Analysis.

3. Digite o codigo de erro, o cédigo de validagao e a etiqueta de servigo. NUmero de série da peca é opcional.

Error Code (without Error Code (without 2000-prefix)
2000-prefix) *

Validation Code * Validation Code
Service Tag [ * | Service Tag
Part Serial # (optional) Part Serial # (optional)

View System Requirements and Privacy And Legal Information

NOTA: Para o cédigo de erro, use somente os Ultimos 3 ou 4 digitos do cddigo. (usuario pode digitar 0142 ou 142 em vez de
2000-0142)

4. Clique em Submit (Enviar) depois de todas as informagdes necessérias sejam digitadas.
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Error Code (without 011
2000-prefix) *

Validation Code * 125870

Service Tag [ *

Fart Serial # (optional) Part Serial #

View System Requirements and Privacy And Legal Information

Exemplo de cédigo de erro valido

Vostro 20 All-in-One 3055
Service Tag Express Service Lode: 8

Add o My Preduscts Lt

W differens peoduct
@ Manuals l::-_-:] Waavanty @ Syitem confliguration
Diagnostics
g n Vousr system is cumently Out of Wananty, Flease contact Dell Technical Support for further

msistand.

Support topics &

articles Result: Issues Found.

Dri"u"e rs & dDW n I.Dadﬂ four result risquines attention. Reviev the affected hardvane balow and follow the instructions to

vroubleshoot problems or you may be presented with a request Lo replace pats,

General maintenance Cloar results

4 Meeds Attention: System maintenance -

Parts & accessories

Heads Attention

A patential emar has boen found. Click here tbo view & IS0 of steps that can help resolve your

1551

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware
Diagrioatic Marme Ervar Code Serial # Aegult
EPSA 141 @ Fadled

Depois de digitar as informagdes corretas, as ferramentas on-line irdo direcionar o usuario para a tela acima a qual contém informagoes
sobre:

e Confirmagéo do cédigo de erro e saida do resultado
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e Substituigdo de parte sugerida
e Se o cliente ainda estiver coberto pela garantia da Dell
e Numero de referéncia do caso, se houver um caso aberto sob a etiqueta de servigo

Exemplo de cddigo de erro invalido

Error Code (without 014
2000-prefix) *

Validation Code * | 123456

Service Tag i [

Part Serial # (optional) | Part Serial # (optional)

A You have entered an invalid ePSA request, please check your details and try again.

Ferramenta de validacao QR APP

Além de usar a ferramenta on-line, os clientes também podem validar o cédigo de erro digitalizando o codigo QR com um QR APP no
smartphone.
1. Usuério para obter o cédigo QR da tela de erro de diagnéstico integrada do SupportAssist.

2. O usuério pode usar qualquer aplicativo de scanner de cddigo QR através do smartphone para escanear o cédigo QR.
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Place a barcode inside the viewfinder rectangle to scan it

3. O aplicativo de leitor de cédigo QR ira digitalizar o cédigo e gerar o link automaticamente. Clique no link para prosseguir.
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f g r
L Barcode Scanner ) HISTORY

https://www.dell.com/support/diagnostics/ePSA/
QRScan/ '0141/125870/
e — CNOVH651701634CB0065X01/ID/07506

Open browser Share via email Share via SMS

O link gerado iré direcionar o cliente ao site de suporte da Dell, que contém informagdes sobre:

Confirmagé&o do cddigo de erro e saida do resultado

Substituigéo de parte sugerida

Se o cliente ainda estiver coberto pela garantia da Dell

Numero de referéncia do caso, se houver um caso aberto sob a etiqueta de servico
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Vastro 20 All-in-One 3055

Service Tog Express Service Code;
Add o My Predhects Lint
e & different, product
G:l Manuals {::] Waranty @ System configumation
Diagnostics
n Vouer system s cumently Out of Wamanty, Flease contact Dell Technical Support for further

amssistandoe.

Support topics &

articles Result: Issues Found.
D”\“rers & dgw n I_f_'}ads ‘our result rquines atbention. Risdew the affected hardware below and fallow the instructions to
X troubleshoot problems or you may be presented with a request 1o replace pats,
General maintenance il o

A\ Needs Attention: System maintenance £

Parts & accessories

Heeds Attention

& potential emor has been found, Click here sto view & list of speps that can help resolve your

AT U

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware

Diagriodtic Marme Ervar Code Serial ¥ Fetile

EPSA 141 © Fadled

Autoteste integrado de LCD (BIST)

Os laptops Dell tém uma ferramenta de diagndstico integrada que ajuda a determinar se a anormalidade de tela que vocé esta enfrentando
é um problema inerente ao LCD (tela) do laptop Dell ou as configuragées da placa de video (GPU) e do PC.

Quando vocé perceber anormalidades de tela como tremulagéo, distorgdo, problemas de nitidez, imagem borrada ou desfocada, linhas
horizontais ou verticais, desbotamento da cor etc., € sempre uma boa pratica isolar o LCD (tela) executando o autoteste incorporado
(BIST).

Como invocar o teste BIST do LCD

N

5.
6.
7.

Desligue o laptop Dell.
Desconecte todos os periféricos conectados ao laptop. Conecte somente o adaptador CA (carregador) ao laptop.
Certifigue-se de que o LCD (tela) esteja limpo (sem particulas de poeira na superficie da tela).

Mantenha pressionada a tecla D e ligue o laptop para entrar no modo de autoteste integrado do LCD (BIST). Continue segurando a
tecla D até ver as barras coloridas no LCD (tela).

A tela exibira vérias barras de cores e mudaré as cores na tela inteira para vermelho, verde e azul.

Inspecione cuidadosamente a tela em busca de anormalidades.

Pressione a tecla Esc para sair.

intervencdo do usuario confirmar a funcionalidade do LCD.
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Luzes de status da bateria

Se o computador estiver conectado a uma tomada elétrica, a luz de status da bateria se comportara da seguinte maneira:

Piscando
alternadamente
luz ambar e luz
verde

Piscando
alternadamente
luz ambar com luz
verde permanente

Luz ambar
piscando
constantemente

Luz apagada

luz verde ligada

LED de diagnéstico

Um adaptador CA n&o autenticado ou incompativel gue n&o é da Dell esta conectado ao laptop.

Falha temporéria da bateria com adaptador CA presente.

Falha fatal da bateria com adaptador CA presente.

Bateria no modo de carga completa com adaptador CA presente.

Bateria no modo de carga com adaptador CA presente.

Esta secéo detalha os recursos de diagnoéstico do LED da bateria em um laptop.

Em vez de codigos de bipe, os erros s&o indicados por meio de um LED bicolor de carga da bateria. Um padr&o intermitente especifico é

seguido pelo piscar de flashs padrdo em verde, depois branco. O padréo é repetido.
NOTA: O padréo de diagndstico é composto por um nimero de dois digitos representado pelo primeiro grupo de LEDs intermitentes
(1a9) na cor verde, seguido por uma pausa de 1,5 segundo com o LED apagado e, em seguida, por um segundo grupo de LED
intermitente (1a 9) na cor branca. Depois, ele é seguido por uma pausa de 3 segundos com o LED desligado, antes de repetir o

processo. Cada LED intermitente leva 0,5 segundos.

O sistema n&o sera desligado quando estiver mostrando os cédigos de erro de diagnéstico. Os cédigos de erro de diagndstico sempre
substituirdo qualquer outro uso do LED. Por exemplo, os cédigos de bateria para Carga baixa ou situagdes de Falha da bateria em laptops
nao ser&o exibidos quando os Cdédigos de erro de diagndstico estiverem sendo mostrados:

Tabela 22. Padrao do LED

Padréo piscante Descricdo do problema Solucéo proposta

Verde Branco

2 1 processador Falha do processador

2 2 placa de sistema, ROM de Placa do sistema, abrange

BIOS BIOS corrompido ou erro da

ROM

2 3 memoria Nenhuma memoria/RAM
detectada

2 4 memoria Falha de memoria/falha de
RAM

2 5 memoria Memodria invélida instalada

2 6 placa de sistema; chipset Erro na placa de sistema/no
chipset

2 7 tela Falha da tela

3 1 falha de alimentagdo de RTC | Falha da bateria de célula
tipo moeda

3 2 PCI / Video falha de PCl/placa de video/
chip
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Tabela 22. Padrao do LED (continuacao)

Padrdo piscante Descricdo do problema Solucéo proposta
Verde Branco
3 3 Recuperacéo 1 do BIOS Imagem para recuperacao

n&o encontrada

3 4 Recuperacéo 2 do BIOS Imagem para recuperacao
encontrada, mas invalida

3 5 Falha no trilho de energia EC entrou em falha de
sequenciamento de poténcia

3 6 Corrupgéo de flash do Corrupgéo de flash
SBIOS detectada pelo SBIOS
3 7 Erro de ME Tempo limite de espera

do ME para responder a
mensagem da HECI

Ligue a energia Wi-Fi

Se 0 seu computador ndo conseguir acessar a internet devido a problemas de conectividade Wi-Fi, um procedimento de ciclo de energia
Wi-Fi podera ser executado. O procedimento a seguir fornece as instrugdes sobre como conduzir um ciclo de energia Wi-Fi:
NOTA: Alguns ISPs (Internet Service Providers, provedores de servigos de internet) fornecem um dispositivo de combinagédo

modem/roteador.

Desligue o computador.
Desligue o modem.

Desligue o roteador sem fio.
Aguarde 30 segundos.
Ligue o roteador sem fio.
Ligue o modem.

NOoO TN NS

Ligue o computador.

BIOS Recovery

A recuperagao do BIOS é projetada para corrigir o BIOS principal e ndo pode funcionar se a inicializagdo esté danificada. A recuperagdo do
BIOS nao funcionara em caso de corrupgéo do EC, corrupgdo do ME ou um problema relacionado a hardware. A imagem de recuperagdo
do BIOS deve estar disponivel na particdo ndo-criptografada da unidade para o recurso de recuperagéo do BIOS.

Recurso de reversio do BIOS

Duas versdes da imagem de recuperagéo do BIOS est&o salvas no disco rigido:

e BIOS em execugéo atual (antigo)
e BIOS a ser atualizado (novo)

A versdo antiga ja estd armazenada no disco rigido. O BIOS adiciona uma nova verséo no disco rigido, mantém a versdo antiga e exclui
outras versoes existentes. Por exemplo, as versdes A0O e A02 ja est&o no disco rigido, A02 é o BIOS em execugado. O BIOS adiciona AO4,
mantém AO02 e exclui AOQ. Ter duas versdes do BIOS permite o recurso de Reversdo do BIOS.

Se 0 arquivo de recuperag&o ndo puder ser armazenado (disco rigido sem espago), o BIOS define um sinalizador para indicar essa
condi¢&o. O sinalizador é redefinido em caso de que mais tarde seja possivel armazenar o arquivo de recuperacdo. O BIOS notifica o
usuario durante o POST e na configuragdo do BIOS de que a recuperagdo do BIOS esta degradada. A recuperagdo do BIOS por meio do
disco rigido pode n&o ser possivel, entretanto a recuperagdo do BIOS por meio de uma unidade USB ainda é possivel.

Para pen drive USB: diretério raiz ou " \"

BIOS_IMG.rcv: a imagem de recuperacdo armazenada no pen drive USB.
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Recuperacao de BIOS usando o disco rigido

®

NOTA: Certifique-se de que vocé tenha a vers&o anterior e a versdo mais recente do BIOS do site de suporte da Dell disponivel para
ser usado.

®| NOTA: Certifique-se de que vocé tenha as extensdes de tipo de arquivo visivel no sistema operacional (SO).

1.

2.

Navegue até o local dos arquivos executéveis de atualizagéo do BIOS (.exe).

Renomeie os arquivos executaveis do BIOS para BIOS_PRE.rcv para a versdo mais antiga do BIOS e BIOS_CUR.rcv para obter a
vers&o mais recente do BIOS.

Por exemplo, se a versao mais recente do nome do arquivo ¢ PowerEdge_T30_1.0.0.exe, renomeie-o para BIOS_CUR.rcv e se a
vers&o anterior do nome do arquivo é PowerEdge_T30_0.0.9.exe, renomeie-o para BIOS_PRE.rcv

@ NOTA:
a. Se o disco rigido for novo, ndo havera nenhum sistema operacional instalado.
b. Se o disco rigido foi particionado em fabrica pela Dell, haverd uma Recovery Partitin (Particdo de recuperacao) disponivel.

Desconecte a unidade de disco rigido e instale o disco rigido no outro sistema que tenha um sistema operacional ativo.
Inicialize o sistema e no ambiente do sistema operacional Windows siga as etapas abaixo para copiar o arquivo para a recuperagdo do
BIOS a Recovery Partition (Particdo de recuperacao).
a. Abra uma janela do prompt de comando do Windows.
b. No prompt, digite diskpart para iniciar o Microsoft DiskPart.
c. No prompt, digite list disk (lista de discos) para ver a lista para fora das unidades de disco disponiveis.
Selecione a unidade de disco rigido que foi instalada na Etapa 3.
d. No prompt, digite list partition (particdo de lista ) para ver as parti¢cdes disponiveis neste disco rigido.
e. Selecione Partition 1 (particdo 1) que é a particdo de recuperacéo. O tamanho da partigdo sera de 39 MB.
f. No prompt, digite set id=07 para definir o ID da partigdo.
@ NOTA: A particéo sera visivel para o sistema operacional, conforme Local Disk (E) (Disco local E) para ler e gravar os
dados.

Crie as seguintes pastas no Local Disk (E) (Disco local E), E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery.
Copie ambos os arquivos do BIOS BIOS_CUR.rcv e BIOS_PRE.rcv para a pasta de recuperacdo no Local Disk (E) (Disco
local E).

i. Najanela Command Prompt (Prompt de comando), no prompt DISKPART, digite set id=DE.

J Q@

Apds a execugdo desse comando, a particdo Local Disk (E) (Disco local E) ndo poderéa ser acessada pelo sistema operacional.
Desligue o sistema, remova o disco rigido e instale o disco rigido no sistema original.

Inicie o sistema e inicie a configuragéo do sistema, na secdo Maintenance (Manutencao) certifiqgue-se de que BIOS Recovery from
Hard Drive (Recuperacédo do BIOS a partir do disco rigido) esta ativado na secdo BIOS Recovery (Recuperacédo de BIOS) da
configuragao.

Pressione o bot&o liga/desliga para desligar o sistema.

Segurando as teclas Ctrl e Esc, pressione o bot&o liga/desliga para iniciar o sistema. Continue segurando as teclas Ctrl e Esc até que
a pagina BIOS Recovery Menu (menu de recuperacédo do BIOS) seja exibida.

Certifigue-se de que o botdo Recover BIOS (Recuperar BIOS) est4 selecionado e clique em Continue (Continuar) para iniciar a
recuperacéo do BIOS.

Recuperacao do BIOS com uso de unidade USB

®| NOTA: Certifique-se de ter as extensdes de tipo de arquivo visiveis no sistema operacional.

®| NOTA: Certifique-se de ter baixado o BIOS mais recente do site de suporte da Dell e té-lo salvado em seu sistema.

1.

2.

Navegue até o local do arquivo executavel (.exe) baixado de atualizacdo do BIOS.

Renomeie o arquivo para BIOS_IMG.rcv.
Por exemplo, se 0 nome de arquivo for PowerEdge_T30_0.0.5.exe, renomeie-o para BIOS_IMG.rcv

Copie o arquivo BIOS_IMG.rcv para o diretério raiz da chave USB.

Se n&o estiver conectada, conecte a unidade USB, reinicie o sistema, pressione F2 para entrar na Configuragéo do sistema e, em
seguida, pressione o bot&o liga/desliga para desligar o sistema.

142 Diagnéstico



5. Inicie o sistema.

6. Enquanto o sistema esta sendo iniciado, pressione as teclas Ctrl+Esc enquanto mantém o bot&o liga/desliga pressionado até que a
caixa de didlogo BIOS Recovery Menu (Menu de recuperagdo do BIOS) seja exibida.

7. Clique em Continuar para iniciar o processo de recuperagéo do BIOS.

@ NOTA: Certifique-se de que a opg&o Recovery BIOS (Recuperar BIOS) est4 selecionada na caixa de didlogo BIOS Recovery
Menu (Menu de recuperacéo do BIOS).

8. Selecione o caminho da unidade USB em que o arquivo de recuperagéo do BIOS estéd armazenado (diretério raiz ou " \ ") e siga as
instrugdes na tela.

Como atualizar o BIOS

Como atualizar o BIOS no Windows

1. Acesse www.dell.com/support.

2. Clique em Suporte ao produto. No campo Pesquisar no suporte, digite a etiqueta de servigo de seu computador e clique em
Pesquisar.

@ NOTA: Se ndo tiver a etiqueta de servigo, use o recurso do SupportAssist para identificar automaticamente seu computador.
Vocé também pode usar o ID do produto ou procurar manualmente o modelo do computador.

Clique em Drivers & Downloads (Drivers e downloads). Expanda Localizar drivers.

Selecione o sistema operacional instalado no computador.

Na lista suspensa Categoria, selecione BIOS.

Selecione a vers&o mais recente do BIOS e cliqgue em Download para fazer download do BIOS do sistema para seu computador.
Depois que o download for concluido, navegue até a pasta em que vocé salvou o arquivo de atualizagdo do BIOS.

Clique duas vezes no icone do arquivo de atualizagdo do BIOS e siga as instrugdes na tela.

N b

Para obter mais informagdes, consulte o artigo da base de conhecimento 000124211 em www.dell.com/support.

Como atualizar o BIOS em ambientes Linux e Ubuntu

Para atualizar o BIOS do sistema em um computador que esta com Linux ou Ubuntu instalado, consulte o artigo da base de conhecimento
000131486 em www.dell.com/support.

Como atualizar o BIOS usando a unidade USB no Windows

1. Siga o procedimento da etapa 1 a etapa 6 em "Como atualizar o BIOS no Windows" para fazer download do arquivo do programa de
configuragéo do BIOS mais recente.

2. Crie uma unidade USB inicializavel. Para obter mais informagoes, consulte o artigo da base de conhecimento 000145519 no site
www.dell.com/support.

Copie o arquivo do programa de instalacdo do BIOS para a unidade USB inicializavel.
Conecte a unidade de USB inicializavel ao computador que precisa da atualizagdo do BIOS.
Reinicie o computador e pressione F12 .

Selecione a unidade USB no Menu de inicializacdo a ser executada uma Unica vez.

N o oA o

Digite o nome do arquivo do programa de instalacdo do BIOS e pressione Enter.
O Utilitario de atualizacdo do BIOS ¢ exibido.

8. Siga as instrugdes na tela para concluir a atualizagdo do BIOS.
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Atualizacdao do BIOS pelo menu de inicializacao a ser executada uma
Unica vez F12

Atualizagdo do BIOS do computador usando um arquivo .exe de atualizagdo do BIOS copiado em uma unidade USB FAT32 e a inicializagéo
a partir do menu de inicializag&o Unica F12.

Atualizacées do BIOS

Vocé pode executar o arquivo de atualizagéo do BIOS do Windows usando uma unidade USB inicializavel ou vocé pode também atualizar o
BIOS a partir do menu de inicializag&o Unica F12 no computador.

A maioria dos computadores Dell fabricado depois de 2012 possui esse recurso e vocé pode confirmar inicializando seu computador
através do menu de inicializacdo Unica F12 para verificar se BIOS FLASH UPDATE (Atualizacdo do BIOS) esta na lista de opgdes de
inicializacdo para o computador. Se a opgao estiver na lista, entdo o BIOS suporta esta op¢do de atualizagéo do BIOS.

®| NOTA: Apenas computadores com opgao de atualizagdo do BIOS no menu de inicializag&o Unica F12 podem utilizar esta fungao.

Como atualizar a partir do menu de inicializacédo Gnica
Para atualizar o BIOS no menu de inicializagdo Unica F12, vocé precisara de:

Unidade USB formatada para o sistema de arquivos FAT32 (a unidade n&o precisa ser inicializavel).
Arquivo executavel do BIOS baixado do site de suporte da Dell € copiado para a raiz da unidade USB
Adaptador de alimentag&o CA que é conectado ao computador

Bateria funcional do computador para atualizar o BIOS

Realize as etapas a seguir para executar o processo de atualizagéo do BIOS a partir do menu F12:

Nao desligue o computador durante o processo de atualizacdo do BIOS. O computador pode néo inicializar se
vocé o desligar.

1. Com o sistema desligado, insira a unidade USB onde vocé copiou a atualizagdo em uma porta USB do computador.

2. Ligue o computador e pressione a tecla F12 para acessar o menu de inicializagdo Unica, selecione Atualizagao do BIOS usando o mouse
ou as teclas de setas, em seguida, pressione Enter.
O menu Atualizar BIOS é exibido.

Clique em Atualizar do arquivo.

Selecione o dispositivo USB externo.

Apds selecionar o arquivo, cligue duas vezes no arquivo de destino para atualizar €, em seguida, clique em Enviar.
Cliqgue em Atualizar BIOS. O computador sera reiniciado para atualizar o BIOS.

N oSN N

O computador sera reinicializado apds a atualizagéo do BIOS ser concluida.

Self-Heal

Introducéao ao curso

O Self-Heal é uma opgéo que ajuda a recuperar um sistema Dell Latitude de uma situagéo Sem post, Sem energia ou Sem video.

Instrucdes Self-Heal

1. Remova a bateria principal e o adaptador CA.
2. Desconecte a bateria do CMOS.

3. Libere a alimentacéo de fuga. Pressione e mantenha pressionado o botéo liga/desliga por 10 segundos ou deixe o sistema ocioso
durante 45 segundos.

4. Certifigue-se de que o CMOS e a bateria primaria ndo estejam conectados ao sistema.
5. Conecte o adaptador CA. O sistema sera ativado automaticamente quando o adaptador CA for inserido.

6. O sistema iniciard com uma tela em branco por um tempo e desligara automaticamente. Aguarde que as luzes de LED se acendam
(alimentagado, Wi-Fi e HDD). Ele se ligara.

7. O sistema tentara reiniciar duas vezes e iré inicializar na terceiro tentativa.
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8. Cologue a bateria do CMOS e o adaptador CA de volta no sistema.

9. Se o Self-Heal recuperar a falha, atualize o sistema com a vers&o mais recente do BIOS, e executar o ePSA para garantir a
funcionalidade adequada do sistema.

@ NOTA:

Durante a instalagdo ou remoc¢&o de qualquer hardware, sempre verifique se o backup de todos os dados foi feito corretamente.

Para obter instrugdes sobre como remover ou substituir pegas, visite Montagem Desmontagem.

Antes de comecar a trabalhar no computador, siga as instrucdes de seguranca.

Modelos Latitude suportados

@ NOTA:

Antes de substituir a placa de sistema, execute o Self-Heal como um passo obrigatorio.

O Latitude Self-Heal pode ser evitado quando é necessaria uma desmontagem completa do sistema para acessar a bateria de
célula tipo moeda.

Para o Latitude da série E7 (XX70), a Recuperagdo 2.0 do BIOS deve ser realizada como passo primario.

A fim de reduzir o tempo de solug&o de problemas associado ao Self-Heal , ndo existe um requisito obrigatério para montar
novamente o sistema. Os técnicos podem iniciar o Self-Heal mesmo com a placa de sistema exposta.

Nao toque em nenhum dos componentes expostos na placa de sistema para evitar curto e estatica.
Se 0 Self-Heal ndo conseguir recuperar a falha, continue com a substituicdo da placa de sistema.

@ NOTA:

Acdo de agente de linha de frente: Os agentes de linha de frente devem incentivar o cliente a realizar esta etapa antes de
isolar o problema como falha da placa-mae. Se o cliente ndo estiver confortavel em realizar o procedimento Self-Heal, em seguida,
documente a chamada sendo criada no 5GL. Aconselhe os engenheiros no local para executar o procedimento Self-Heal como um
dos passos iniciais obrigatoérios. Avise-os que, se o procedimento Self-Heal ndo for bem-sucedido, continuem com a solugdo de
problemas normal antes da substituicdo de pegas.

Diagnéstico

Acdo do engenheiro no local: O procedimento Self-Heal do Latitude tem que ser um passo inicial obrigatério. Se o procedimento
Self-Heal ndo for bem-sucedido, continue com a solug&o de problemas normal antes da substituigcdo de pegas. Documente os
resultados do Self-Heal no log de encerramento de chamadas (Self-Heal passou ou falhou).
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Toépicos:

. Como entrar em contato com a Dell

Como entrar em contato com a Dell

@ NOTA: Se nao tiver uma conex&o de Internet ativa, vocé pode encontrar as informagdes de contato na sua fatura de compra, nota
de expedicao, nota fiscal ou catalogo de produtos Dell.
A Dell fornece varias opgdes de suporte e atendimento on-line ou por telefone. A disponibilidade varia de acordo com o pais € o produto, e

alguns servigos podem ndo estar disponiveis na sua regigo. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte
técnico ou servigo de atendimento ao cliente:

1. Visite Dell.com/support.

2. Selecione a categoria de suporte.

3. Encontre o seu pais ou regido no menu suspenso Choose a Country/Region (Escolha um pais ou regido) na parte inferior da
pagina.

4. Selecione o link de servigo ou suporte adequado, com base na sua necessidade.

146 Como obter ajuda



	Dell Latitude 5420 Rugged Manual de serviço 
	Índice
	Como trabalhar no computador
	Instruções de segurança
	Antes de trabalhar na parte interna do computador
	Precauções de segurança
	Proteção contra ESD (ElectroStatic Discharge [descarga eletrostática])
	Kit de manutenção em campo contra descarga eletrostática
	Transporte de componentes sensíveis
	Após trabalhar na parte interna do computador

	Tecnologia e componentes
	Usar o computador
	Abra a tampa do LCD
	Modo furtivo
	Como ligar/desligar o modo furtivo
	Como desativar o modo furtivo na configuração do sistema (BIOS)

	Como usar o teclado com luz de fundo
	Como ligar/desligar a luz de fundo ou como ajustar o brilho do teclado
	Como alterar a cor da luz de fundo do teclado
	Como personalizar o teclado com luz de fundo na Configuração do sistema (BIOS)
	Recursos de bloqueio da tecla de função Fn
	Como ativar o bloqueio da função (Fn)


	Como ativar e desativar o recurso da rede sem fio (WiFi)
	Definição de teclas de atalho

	Adaptadores CA-CC
	90 W
	130W
	LED e cabo

	Bateria
	Especificações da bateria

	Processadores
	Processador Skylake
	Kaby Lake– processadores Intel Core de 7ª e 8ª geração

	Recursos de memória
	DDR4

	Opções gráficas
	Especificações gráficas
	Placa gráfica integrada Intel HD
	Intel HD Graphics 520
	Placa gráfica Intel HD/UHD 620


	Placa gráfica AMD Radeon 540
	Placa gráfica AMD Radeon RX 540

	Corning Gorilla Glass
	Benefícios
	Aplicativos
	Dimensões
	Viscosidade
	Propriedades
	Resistência química
	Óptico
	Durabilidade química
	Elétrico
	Colocar o Corning Gorilla Glass 5 para o teste.


	Uso da caneta
	Movimentos da caneta

	Leitores de cartão de mídia
	UEFI BIOS
	Gerenciamento de Sistemas - Desde no local para a nuvem
	Gerenciamento de sistemas fora de banda - Intel vPro e Intel Standard Manageability

	TPM (Trusted Platform Module - Módulo de plataforma confiável)
	Leitor de impressão digital
	Recursos de USB
	USB Powershare
	USB Tipo C
	Ethernet
	HDMI 2.0

	Como remover e instalar componentes
	Instruções de segurança
	Antes de trabalhar na parte interna do computador
	Precauções de segurança
	Após trabalhar na parte interna do computador

	Ferramentas recomendadas
	Caneta
	Remover a caneta
	Instalar a caneta

	cartão SIM
	Como remover o cartão SIM
	Como instalar o cartão SIM

	Placa de memória
	Instalar a placa de memória
	Remover o cartão de memória

	Alça
	Como remover a alça
	Como instalar a alça

	Portas da trava
	Remover as portas de trava
	Instalar as portas de trava

	Bateria
	Como remover a bateria
	Instalar as baterias

	Suporte do SSD principal
	Remover o suporte do SSD principal
	Instalar o suporte do SSD principal

	SSD
	Remover o SSD do suporte
	Instalar o SSD no suporte

	Tampa do chassi inferior
	Remover a tampa do chassi inferior
	Instalar a tampa do chassi inferior

	Teclado
	Como remover o teclado
	Como instalar o teclado

	placa WWAN
	Como remover a placa WWAN
	Como instalar a placa WWAN

	placa WLAN
	Como remover a placa WLAN
	Como instalar a placa WLAN

	Sistema de posicionamento global (GPS)
	Remover o módulo GPS
	Instalar o módulo GPS

	Módulos de memória
	Como remover a memória
	Como instalar a memória

	Bateria de célula tipo moeda
	Remover a célula tipo moeda
	Instalar a célula tipo moeda

	Conjunto do ventilador do dissipador de calor do PCIe
	Remover o conjunto do ventilador do dissipador de calor do PCIe
	Instalar o conjunto do ventilador do dissipador de calor do PCIe

	Trilho principal do SSD
	Remover o trilho do SSD principal
	Instalar o trilho principal do SSD

	Montagem da porta de acoplamento
	Remover o conjunto da porta de acoplamento
	Instalar o conjunto da porta de acoplamento

	Conjunto do dissipador de calor
	Remover o conjunto do dissipador de calor
	Instalar o conjunto do dissipador de calor

	Placa de E/S traseira
	Remover a placa de E/S traseira
	Instalar a placa de E/S traseira

	Tampas de dobradiça
	Remover as tampas das dobradiças
	Instalar as tampas das dobradiças

	Conjunto da tela
	Remover o conjunto da tela
	Como instalar o conjunto da tela

	Painel do LCD e conjunto da tampa traseira
	Remover o LCD com o painel e conjunto da tampa traseira da tela
	Instalar o LCD com o painel e conjunto da tampa traseira da tela

	Microfone
	Remover o microfone
	Instalar o microfone

	Câmera
	Como remover a câmera
	Como instalar a câmera

	Compartimento da bateria
	Remover o compartimento da bateria
	Instalar o gabinete da bateria

	Placa de I/O esquerda
	Remover a placa filha de E/S esquerda
	Instalar a placa de E/S esquerda

	Cartão inteligente
	Como remover o leitor de cartão inteligente
	Como instalar o leitor de cartão inteligente

	Alto-falante
	Como remover o alto-falante
	Como instalar o alto-falante

	Placa de sistema
	Remover a placa de sistema
	Instalar a placa de sistema

	Conjunto da base inferior

	Diagnóstico
	Diagnóstico ePSA
	Ferramentas de validação
	Ferramenta on-line e integrada do SupportAssist de validação dos códigos de erro de diagnóstico, ePSA ou PSA.
	Guia de uso

	Ferramenta de validação QR APP


	Autoteste integrado de LCD (BIST)
	Luzes de status da bateria
	LED de diagnóstico
	Ligue a energia Wi-Fi
	BIOS Recovery
	Recuperação de BIOS usando o disco rígido
	Recuperação do BIOS com uso de unidade USB

	Como atualizar o BIOS
	Como atualizar o BIOS no Windows
	Como atualizar o BIOS em ambientes Linux e Ubuntu
	Como atualizar o BIOS usando a unidade USB no Windows
	Atualização do BIOS pelo menu de inicialização a ser executada uma única vez F12

	Self-Heal
	Introdução ao curso
	Instruções Self-Heal
	Modelos Latitude suportados


	Como obter ajuda
	Como entrar em contato com a Dell


